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MANUFACTURING DESCRIPTION DATA
AND TRANSFER METHODOLOGY -
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FOREWORD
The International Electrotechnical Commission (IEC) is a worIdW|de orgamzatlo
all npational electrotechnical committees (IEC National
interpational co-operation on all questions concerning standardlzatlon in t e~elestric
this lend and in addition to other activities,
Technical Reports, Publicly Available Specifications (PAS) and
Publ|cation(s)”). Their preparation is entrusted to technical committees
in the subject dealt with may participate in this preparatory
govgrnmental organizations liaising with the IEC also participa
with |the International Organization for Standardization (I
agrepment between the two organizations.
The formal decisions or agreements of IEC on
conslensus of opinion on the relevant subjec
interpsted IEC National Committees
IEC |Publications have the form of recommenda
Compmittees in that sense. While all reasonable efforts
Publ|cations is accurate, IEC cannot be |
misipterpretation by any end
In ofder to promote intern
trangparently to the maxi
between any IEC Publica
the latter.
IEC jtself does vie any ation ‘of copformity. Independent certification bodies provide cqg
assessment services a i . access to IEC marks of conformity. IEC is not responsible
services carried out by inde ertificati
All ugers should ve the Jatest edition of this publication
No liability sha S or ts directors, employees, servants or agents including individual exp
mempbers ofjts te and IEC National Committees for any personal injury, property da
othe at e whatsoever, whether direct or indirect, or for costs (including legal fe
expegnses arising publication, use of, or reliance upon, this IEC Publication or any of
Publ|cati
Attention is drawn to the Normative references cited in this publication. Use of the referenced public
indispensabte-for'the cotrect application of this publication.
Attentiof), is”drawn to the possibility that some of the elements of this IEC Publication may be the s
pateptirights. IEC shall not be held responsible for identifying any or all such patent rights.

International Standard IEC 61182-2-2 has been prepared by IEC technical committee 91:
Electronics assembly technology.

The text of this standard is based on the following documents:

FDIS Report on voting
91/1025/FDIS 91/1038/RVD

Full information on the voting for the approval of this standard can be found in the report on
voting indicated in the above table.

This publication has been drafted in accordance with the ISO/IEC Directives, Part 2.
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The committee has decided that the contents of this publication will remain unchanged until
the stability date indicated on the IEC web site under "http://webstore.iec.ch" in the data
related to the specific publication. At this date, the publication will be

* reconfirmed,

* withdrawn,

» replaced by a revised edition, or
*+ amended.

IMPOR
that it
of its ¢
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PRINTED BOARD ASSEMBLY PRODUCTS -
MANUFACTURING DESCRIPTION DATA
AND TRANSFER METHODOLOGY -

Part 2-2: Sectional requirements for implementation
of printed board fabrication data description

1 Sgc

This p sed for
fabricating printed boards. This standard determines the XML schems defined in the
generi¢ S \ Jlred to
accom ecome

: ct. The
cardinality indicated in the IEC 61182-2 may be superseded tribute

(enum as’being optional|in the
generi t mandatory based [on the
supply

In ord applicable XML schema elemenits that
apply i A. The list is grouped by topics and
shows - o the focus of this standard| If the
parent [ 1sidered in the implementation [either.
Howevier, all attribute element follow the cardinality |of the

IEC 61[182-2, unless a|restriction i > i s_standard.

2 Normative@ 3

The fo n part, are normatively referenced in this documegnt and
are ingd ation. For dated references, only the edition cited appli¢s. For
undate edition of the referenced document (including any
amend

IEC 60 Rr| board design, manufacture and assembly — Terms and definitions

IEC 61|182-2, Printed board assembly products — Manufacturing description dalla and

transfdar mnfhnrlnlngy Part 2- Generic rnq:urnmnnfe

3 Terms and definitions

For the purposes of this document, the terms and definitions of IEC 60194 as well as the
following apply.

3.1

data

intelligent information that may be used directly by machine in order to accomplish a
particular manufacturing event
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3.2
drawings
hard copy or un-intelligent documentation (e.g. PDF) to which all formatting criteria apply

3.3

printed circuit board

PCB

composite of organic and inorganic material with external and internal wiring allowing
electronic components to be mechanically supported and electrically connected

3.4

supplier
organiration or company responsible for providing the goods and/or gervices requjred to
produge an electronic product which includes physical items as well as\intellectual/sgftware
characteristics and is documented as either user procurement, supphier data\or ractual
agreements

3.5

user

individpal, organization, company or agency [ procuremegnt  of
electrig¢al/electronic hardware, and having the authori ass’of equipmgnt and
any variation or restrictions (i.e., the originator/c ) these
requirgments)

3.6

via

opening in the dielectric layer(s) throug brds to
subsequent chip or package conductj r heat
transfdr

4 General princip

4.1 Requirem@

The reguirements of I a mandatory part of this standard. The generic |[details
specifically provide o-design, printed board manufacturing, assembly and test.

The XM 61182-2 consists of four major functions each of which have
severaL become new parent elements. Several of these major elements and
their @sso parents are defined in other sectional specifications, thlis the

requirg ments ofthose\standards are also a mandatory part of the board fabrication standard
to the extent,of theirdescription and any restrictions contained in this standard.

Each of the standards and the elements defined therein has a speciic functon or task
respectively, and although they may at times be used independently, they become an
important addition to the requirements of the board fabrication descriptions. As such the
following paragraphs provide the total requirements for the three types of board fabrication
files that are supported by the principles of the IEC 61182-2.

Accordingly, the information interchange for the specific purpose of printed board fabrication
is only possible if all the XML instances have been properly prepared for such a purpose.

4.2 Interpretation

"Shall", the emphatic form of the verb, is used throughout this standard whenever a
requirement is intended to express a provision that is mandatory. Deviation from a "shall"
requirement is not permitted, and compliance testing is required in order to demonstrate that
the XML instances are correct according to the W3C directives and this standard. The XML
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schema shall be the method to check syntax and semantics. Any appropriate software tool
that prompts the user, to correct the ambiguity or to insert missing information, may be used
for this purpose.

The words "should" and "may" are used whenever it is necessary to express non-mandatory
provisions.

"Will" is used to express a declaration of purpose.

4.3 Categories and content

Table GGvG" A€ ";G -“C" aye S8 vAw o atreSSea oy i arca . The
descriptions relate to the appropriate printed board fabrication processe fifteen
(15) unique functions that can be defined by the use of the XML elemen sulting
XML instances.
Table | indicates the relationships of the requirements for vari within
the descriptions for a particular process.
Table 1 — Function relationship of an IE
Fabrication \/
Name Comment and standard refefence
1] 2 |3
b
File confent descriptions M \M M - ) ) )
Loaistic|ldescriotions M M \M Elements indicated in IEC 61182-2 according to their
9 P N rdina nd restrictions of this standarg.
File histpry descriptions O/ M M
BOM M \Nk M l¢ments indicated in IEC 61182-2 accord ing to their
AVL { R M JM\ ardinality and restrictions of this standarg.
N
B~ )
Miscellapeous image Iayers/ - \G\ —0 E| ts indicated in IEC 611822 14 to thei
- ements indicated in -2 according to their
Doc‘umentatlon Iaye;s/\ \ - > \9\ M> M cardinality and restrictions of this standargl.
Design for excellen(NDf{()\aﬁ\qusm (0] o (0]
Component packageyé } - O
Land pafterns @ - - 0
Soldermiask, IegénMé(s \ \ M M M
i : : Elements indicated in this sectional standprd, according to
Drill d t hﬁg I M M M '
L Ihg . )‘\{ou\t.mg (aoo ) \qyers cardinality of IEC 61182-2 and any restricfions contained
Net list S‘ﬁt to}h\rﬁ;\) \ ° M M_ | in the following paragraphs of this standafd.
Outer cd ndtk‘ow\e I&rs M M M
Inner conductive\mg@rs M M M
Board cnstruction M M M
Abbreviatiohs:
BOM Board fabrication materials
AVL Board material suppliers
Dfx Design for eXcellence
Key:
M Mandadory
(0] Optional (may or may not be pertinent to the particular file or data interchange)

- Extraneous section (not necessary)

Although software tools used to parse the file will permit the extraneous data, it is recommended that only the requirements
identified as mandatory or optional are included in the file in order to reduce file size transfer.

@ Component packages and land patterns will be further defined in future IEC 61 182-2-31, and net lists in future
IEC 61 182-2-41, their XML schemas are repeated in this standard.

1 Under consideration
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It should be understood that without a net list it is difficult to verify that the produced board
meets the design intent.

The correlation between the various descriptions identified in this standard is indicated in
Figure 1. It shows the relationship of test coupons, individual board, phototools, etc. The
illustration identifies those characteristics that are available in the CAD tools and are usually
transferable to the CAM station. The left hand side illustrates combinations of the design
intent including assembly characteristics and embedded components. Some of these
concepts are important for IEC 61182-2-2 FAB1, FAB2 or FABS3 file and are illustrated for the
board manufacturing processes shown on the right hand side of the illustration.

T |
I o 1
I .
: Design - IPC-2581 fi i
(CAD) |  Board/Pa i
I Individual Board i (CA{\ y H
I ‘1
1. \/ﬁrH 1
: | i : D}l |
Graghic T I |
| Fabrication <t x
i Symipols Test Coupons L y !
®| (CAMor CAD) ‘- )3’&9 P |
| L |
| L ~laye \, Plafing !
| |, i l
i ; SR —— ! y :
: ; . Embedded ! \E\\? Ofher jplating| !
! R Components  r , !
' . (cAD) ! l i
I ] '
e N N N NG N Y A |
I T 1 '
i , Embedded | |
] X ' Components! Soldef Mask ;
! Assembly Test : i ) EEEEEERs i
t > Coupons 4 G : i
(CAM ar | 4 . ]
! i ! Plating Ledend i
: is i
| DE§D i ! i
) i ;o NATH i
! >ﬂm al Boar i Lamination  Miling :
| \/\ i :
I 1
I 1 1 y 1
' |
! \/ : 1 X
I L}

; Sold ! Manufactured [
| o CN Legend it BoardPanel |
K . CAM
! : fBoard ¢ L :
1 Design + t Fabrication
iDeveloprjent ( ! {House (CAM) !

EC 630/12

Figure 1 — Board fabrication data relationship

5 General rules

5.1 Overview

The following details reflect the rules used in describing the printed board characteristics in
order to meet the requirements for board fabrication. These rules are intended to meet the
needs of the manufacturer to understand the customer requirements. Wherever necessary,
additional requirements have been detailed to reflect precision.

The attributes and rules described in IEC 61182-2 are required. Wherever necessary, detailed
descriptions or definitions of the entities, attributes or characteristics are reproduced as
defined in IEC 61182-2 in an attempt to clearly define the mandatory descriptions.
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5.2 File content descriptions

The file content descriptions shall be in accordance with IEC 61182-2. This is a mandatory
requirement for all FAB layers, FAB1, FAB2, and FAB3.

The only restriction in Content is that a BomRef is mandatory (1-1). A Bom for board material
description will appear in the future IEC 61182-2-12 file.

IEC 61182-2/Content/BomNameRef=1

5.3 Logistic descriptions

All requirements for the logistic descriptions shall be in accordance wi € 61182-2. The
only rgstriction being if the file will be used as a transfer of information| outsidethe”domain

< longer
optional.

IEC 61|182-2/LogisticHeader/Person@RoleRef=1

It is rejquired that the Role name be one of the 9 enume
with a[recommendation that if no other obvious name
used.

g 1182-2
NDER shquld be

IEC 61|182-2/LogisticHeader/Role@name=SEND,

It shodld be understood that the sender of the ally have electronic mgans to
add dgqta or modify the existing XML sche! a If a dialog occurs between the gender
and rgceiver of the data, verificatig S ade to establish file hierarcy and
modifigation capability at either end.

5.4 File history de

5.4.1 General
All requirements ;r

restricfions are slig

iptions are in accordance with |IEC 61182-2. The

FAB1 estri all requirements of IEC 61182-2.

FAB2 fakes the cha ' »rdsand makes it a mandatory requirement (1-n instead of 0-n).
FAB3 ires_that deRecord and the Approval element are a mandatory part| of the
instand

IEC 61
IEC 61|182-2/HistoryF

cord/ChangeRec=1-n
ecord/ChangeRec/Approval=1-n

Figure 2 provides a case study of the HistoryRecord. Figure 2 and subsequent subclauses
show the trend in communication between design at the OEM level and manufacturing.

2 Under consideration.
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ECN Design:

<HistoryRecord number = "2006-1" original = "2004-02-11T12:53"

Agreement

software = "ECAD Design Tool" lastChange =
"2004-02-11T12:53">

OEM creates |
file

<FileRevision fileRevisionID="Example1"

nitial 2581 comment="Primitive layout positiong">
> <SoftwarePackage name = "ECAD tool" vendor= "ECAD
SUPPLIER"

revision = "987.654"><Certification certificationStatus =

y

"ALPHA"

certificationCategory = "DETAILEDDRAWING/">
</FileRevision>
</HistoryRecord> OEM reads updated 2581

OEM releases 2581 file to

file and reviews changes

Fabricator l

on changes
reached?

OEM notifies supplier that change was
not accepted and negotiates resolution
This could result in this process
returning to beginning at ECAD Design
Complete or continuing on with an
updated 2581 file detailing agreed upon
change via a ChangeRec

OEM

X changes?
D)

3

?

<HistoryRecord number = "2006-1" original = "2004-02-11T12:53" Yes
software = "ECAD Design Tool" lastChange =
*2004-02-11T12:53">
<FileRevision fileRevisionID="Example2"
comment="Primitive layout position - version 2">

FAB House wfites an revision = "123.456">

updated 2581 file —> <Certification certificationStatus = "ALPHA" \\

ePackage name = "DRC tool" vendor= "DRC > OEM creates

ryRecord numbi original =
"2004-02-1 :53"

" |astChange =

\Example2”
kition - version 2"/>
D tool" vendor=

ptus = "ALPHA"
WILEDDRAWING/">

SUPPLIER" 2581, file~ \

certificationCategory = "DETAILEDDRAWING/">
</SoftwarePackage>

N\ ;

<YFileReWsion>

<ChangeRec datetime = "2004-02{14T10:02" personRef =
hn Jones)
application = "Immediately” chgnge = "Update to

atabase’reflecting
changes required by Fabricatipn supplier">
<Approval datetime = "2004-02414T10:02" personRef =

</ChangeRec>
</HistoryRecord>

<IFileRevision> A
<ChangeRec datetime ="2004-02-14T10:02" personRef = "John
Jones™
application = "Immediately” change = "Update to database OEM feleases uP_d ed \ “pilbert "/>
Fabricator $ends reflecting 2581\file fo Fabrlcato\
changes required by Fabrication supplier"/>
updated 2581 file to OEM Hto o C)
1

5.4.2

5.4.21

The H

cord use case

ign release

History ; iSi ecord child FileRevision elements.

5.4.2.2

The Ld

roles f
EDA

EC 631/12

IEC 61182-2 file is with the LogisticHeader,

gntains the contact information for the OEM personnel who have defined
br the“design_project. There are many methods for getting contact information into the

ol Mor export to an IEC 61182-2 file. These methods will range from manual
manipylation such as using a dynamic dialog box to automatically importing from a

contacts.xml file or corporate database.

The Role name and Person name shall be unique names. The Person name may be an
actual name, such as John Smith; title, such as senior designer, or department name, such as
purchasing department.

Ideally, the ability to import all preferred supplier information from external sources will be
available in order to include preferred suppliers in the LogisticHeader element. Below is a
sample of the minimum data necessary for a complete LogisticHeader element with
optional fields populated.

<LogisticHeader>
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<Role name = "OEM Account Manager" description = "OWNER"
publicKey = "x3d8rf7ko90mKMCO7" authority = "OEM
purchasing agent"/>

<Enterprise id = "OEM" name = "Design House" code="34567"
codeType = "DUNS" addressl = "123 Avenue Street " city =
"Bigcity" stateProvince = "PV" country = "US" postalCode
= "99999-1111" phone = "888-555-1212" fax = "888-555-

1212" email="purchasing@oem.com" url =
"http://www.oem.com" />

<Person name="Purchasing Manager" enterpriseRef ="OEM" title =
"Senior Purchasing Manager" email =

<Logistic Header>

1 2 : o 1 1 noaoa CCrC o el 2 "
pPULCIIAS LI IalldyT L TUCTI. CUIIL PLIIUIIT = OO0 ~ L 1L ZTA 1 3

fax = "888-555-1212" roleRef = "OEM Accouf nager A'/>

5.4.2.3 HistoryRecord

The HistoryRecord is the location of log type information for intaini ntrol of
the IEC 61182-2 file for a design's life cycle. This does e entire higtory is
present in any IEC 61182-2 file. It gives the OWNER a data vhi ould be exported

to a co
The EIl

to entq
could |

5.4.3

<HistoryRecord number = " "2004-02-11T12:53"

Supply chain modifications

file by providing a means

r the HistoryRecord numbep’an g FY i ¥1eRevisionID. Thjs data

software = "ECAD D¢ gtChange = "2004-02-11T12[:53">

name = "ECAD tool" vendor= "ECAD

ication certificationStatus = "ALPHA"
certificationCategory = "DETAILEDDRAWIN(/">

5.4.31

General

A modification is added to the initial IEC 61182-2 file by a member of the supply chain. This
modification can be as simple as adding a test coupon or panelizing the board to finding
problems with the design and requiring design modification in order to produce a finish board.

5.4.3.2

LogisticHeader update

In order to add the ChangeRec to the HistoryRecord, the supply chain may need to update
the LogisticHeader with additional information to provide the Role, Enterprise and
Person data for the supply chain.
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The supplier shall not modify the information associated with any enterprise id other than their
own. Updating the LogisticHeader shall create a ChangeRec even if no other data was
modified. This will provide the means for the OEM to update their contacts information.

There are many methods for getting this information into the file that range from manual
manipulation to importing a contacts.xml. Below is a sample of a contacts.xml file.

<LogisticHeader>
<Enterprise id = "OEM" name = "Design House" code="34567"
codeType = "DUNS" addressl = "123 Avenue Street " city =
"Bigcity" stateProvince = "PV" country = "US" postalCode
— 2929I=1111 PIole = 0o00=-000- 121 ~ OO00=099

1212" email="purchasing@oem.com" url
"http://www.oem.com" />
<Role name = "OEM Account Manager" descripfi g;%NER"

publicKey = "x3d8rf7ko90mKMCO7" agi;ho\mt\/\—\ ""OEM

purchasing agent"/> \\\M:>
<Person name="Purchasing Manager" eﬂ@é{p iseRef =U'OE tit

le =

"Senior Purchasing Manager" 8\8%1 \\\\g>
"purchasing.manager@oem. géﬁ" \h@\e\* " 55-1212ex

£123"

fax = "888-555-1212" rolfRef~= "QEM Account Manager

/>

<Enterprise id = code="23456"
codeType = 3 eet Avenue" cit

"Mytown" state i h country = "US" postalC

fax = "800-555-1

<Role omer Account Manager"
RVICE" publicKey =

hority = "Feed back to OEM"/>

Lead Engineer" description =
= "x444rf7xd90mJHR13" authority

enterpriseRef ="Fab" title
Global Account Manager" email =
.service@boardshop.com”" phone = "800-555-
12ext123" fax = "800-555-1212" roleRef = "Supply C
tomer Account Manager "/>

gn name="Project Engineer" enterpriseRef ="Fab" title
'Manager, Fabrication" email =
"project.engineer@boardshop.com" phone = "800-555-
1212ext456" fax = "800-555-1212" roleRef = " FAB Pro

y:
bde =
p12"

hain

ject

5.4.3.3

Lead Engineer "/>

<Logistic Header>

HistoryRecord update

The HistoryRecord parent shall remain unchanged by the supply chain’s software. It is
identified in the example by the use of underlined text. The supply chain’s software uses the
FileRevision to identify the software used to create the updated IEC 61182-2 file.

<HistoryRecord number = "2006-1" original = "2004-02-11T12:53"
software = "ECAD Design Tool" lastChange = "2004-02-11T12

:53">
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<FileRevision fileRevisionID="12345ENG-0mod"
comment="Primitive layout position - updated with
manufacturing requirements">

<SoftwarePackage name = "DRC tool" vendor= "DRC SUPPLIER"
revision = "123.456">
<Certification certificationStatus = "ALPHA"
certificationCategory = "DETAILEDDRAWING/">

</SoftwarePackage>

1y

</FileRevision>

<ChangeRec datetime = "2004-02-14T10:02" personRef = "Supp
Chain Engineer"
application = "Immediately" change =
reflecting

changes required by fabrication procg

</HistoryRecord>
OEM reviews modifications — HistoryRecord up

EFM and their supply chain can use the fileRe 61182-2

o reuse items during the design’s lifecycle

04-02-11T12:53"
= "2004-02-14T10:

<HistoryRecord number =
software = "ECAD De

PCAD tool" wvendor= "ECAD

certificationStatus = "ALPHA"

ecting
hanges required by Fabrication supplier">

pase

files to

ield will facilitate the

D2">

">

pase

<Approval datetime = "2004-02-14T10:02" personRef =
"Dilbert "/>
</ChangeRec>
</HistoryRecord>

BOM (board fabrication materials)

The BOM layer requirements shall be in accordance with IEC 61182-2. The following
restrictions apply:

Bom/B

omltem@category=MATERIAL

This is a mandatory requirement for FAB1, FAB2, and FAB3. Table 2 shows the Bom
restrictions for board fabrication.
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Table 2 — Bom restrictions

@mode= @mode= @mode=
Content/FunctionMode FunctionModeType FABRICATION FABRICATION FABRICATION
@level=1 @level=2 @level=3
Bom/Bomltem BomltemType @category=MATERIAL | @category=MATERIAL | @category=MATERIAL
Bom/Bomltem/RefDes. RefDesType Per Table 3 Per Table 3 Per Table 3
Bom/Bomltem/RefDes/
Tuning TuningType 0 0 0
Bom/Bomltem/RefDes/
Firmware FirmwareType 0 0 0
Bom/Bomltem/RefDes/
Firmware/File FileType 0 0 0
Bom/Bomltepn/RefDes/ CachedFirmware Q
Firmware/CqdchedFirmware | Type 0 @/\ 0
Bom/Bomltem/RefDes/
Firmware/FirmwareRef FirmwareRefType 0 0

Bom/Bomltem/
Characteristics

CharacteristicsType

@category=MATERIAL

@category=MATERIAL

Bom/Bomltemn/
Characteristics/

Measured MeasuredType 1-n -n

Bom/Bomlten/Characterist

ics/

Ranged RangedType IEC 61182-2 -n
When r BomItem, the RefDes shall be in

accordlance with Table
compopents, this tabl

differe

approgriate for FAB1, 2
name ghall be i @am nce Wi

IEC 61

182-2/Bom/ It

element is normally restricted to electronic
recommended methodology for defining

is still

en the RefDes element is instanced, the aftribute

Tabl</3\c mmended reference designators for printed board material

(\Mﬁteﬁal\ape Reference designator Comments
Legend ink¢ =\ LEG
Soldermatk > SDM
Conductor CND
BPielestric-base-materialt BBM
Dielectric core DIC
Dielectric prepreg DPP
Dielectric adhesive DIA
Solder bump SBM
Hole fill material HFM
Resistive material ERM
Capacitive material ECM
Other OTH

Additional restrictions for BomItem are that the Category attribute shall be listed as
MATERIAL.
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IEC 61182-2/Bom/Bomltem@category=MATERIAL

The Characteristic element also has some restrictions that pertain to FAB2 and FAB3.
These relate to the occurrence of the Measured and Ranged elements which become
mandatory in certain applications.

IEC 61182-2/Bom/Bomlitem/Characteristic@category=MATERIAL (same as Bomltem)
IEC 61182-2/Bom/Bomltem/Characteristic/Measured=1 (for FAB2 and FAB3)

IEC 61182-2/Bom/Bomltem/Characteristic/Ranged=1 (for FAB3)

5.6 AVL (board material suppliers)

dan wiitbh—l=C 64409 9 T £ ol arAiia-c— fei 1
garicT Wit 19 U T Tz 1T 1ie 1 wirTy |Go|.||Ct|0nS

Th T oo e oo ball b 1A P
e AV¥E rTCYOmCTITeTItS STrat O 1T aCCUl

apply and are detailed in Table 4:

Avl/Av|Header@modRef=FABRICATION
This is|an optional requirement for FAB2 and FAB3.

Table 4 — Avl restrictiorz\ \

@modRef= of= >\ L@modRef=

Avl/AviHeader AvliHeaderType | FABRICATION FABRICAT] FABRICATION

Avl/Avlltem AvlltemType 1-1 1-1
@qualified=FAUSE or
TRUE

Avl/Avlltem/AvIV @qualifjed=FALSE @chosen=FALSE or

mpn AviVmpnType @chosensFALSE TRUE

Avl/Avlitem/AvIV

mpn/AyIMpn AviIMpnType 0-{1 0-1

Avl/Avitem/Aviv O
mpn/AylVendor AvlVendorType 1 N 0-1 0-1
5.7 Documen@n ayers
5.7.1 General
€q

The dpcumentation\|a
followipg restristions app

irements shall be in accordance with IEC 61182-2. The

Ecad/Ga erFuhction=DOCUMENTATION

Ecad/GadDataltayer@name=unique layer name recommended consistent with Step name

This is|a mandatoryrequirement for FAB1, FAB2 and FAB3.

5.7.2 Documentation layer restrictions

The following functions shown in Table 5 are applicable when a documentation layer is
identified.
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Table 5 — Documentation layer restrictions

Content/Function | FunctionMode @mode=FABRICATION @mode=FABRICATION @mode=FABRICATION

Mode Type @level=1 @level=2 @level=3

Ecad/CadData/ LayerType @layerFunction=COURTYARD @layerFunction=COURTYARD @layerFunction=COURTYARD

Layer @layerFunction=GRAPHIC @layerFunction=GRAPHIC @layerFunction=GRAPHIC
@layerFunction=DRAWING @layerFunction=DRAWING @layerFunction=DRAWING
@ayerFunction=LANDPATTERN @layerFunction=LANDPATTERN @layerFunction=LANDPATTERN
@layerFunction=COMPONENT_ | @layerFunction=COMPONENT_ | @layerFunction=COMPONENT_
TOP TOP TOP
@layerFunction=COMPONENT_ | @layerFunction=COMPONENT_ | @layerFunction=COMPONENT_
BOTTOM BOTTOM ~BIITOM
@JayerfFunction=OTHER @JayerfFunction=OTHER @layerFunctioh=OTHER

Key: &

italics =|optional /\ “

W%
To fagilitate the interpretation, Table 6 provides a reference i rati of| those

restriclions shown in their XML path description in Table 5.

Table 6 — General descriptions of docm

ayer functions

@ tab

@laperFunction FAB1 FAB2 (F\QE\V A Remarks
COURTYARD 0 o e U S
GRAPHIC 0 b\ 6\ /
DRAWING (0] Used mostly for any form of

Q documentation

LANDPATTERN N \e\ N b\ W
COMPONENT_TOP ( \Q\ \\4 M Only applies to assembly documertation
COMPONENT_BOT{{)M} > 0 2 \M M Only applies to assembly documerltation
OTHER 0
5.7.3
The in ighlights the documentation functions for the IEC 6[1182-2
standa mation\shall be consistent throughout the data file.

Figure

between electronic

non-int
machi

jlustration indicating an approximate variation in the degree of mixture
and hard copy documentation. Electronic documentation is congidered
elligent (ready for printing a hard copy), while data is considered intelligent (re@ady for

AV
T UuodyT).
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A B C
10 % - 60%
Data
30 % - B0%%
Electronic
Documentation | ©%% - 100%
Data
60 - 90 %
Hard Copy
10%0 - 60%0
Hard Copy
o - 40 %
Electroni
Documentati
10 - 40%
Data

els of
be established between the pafticular
81182-2-2 file, see Table 7.

grade levels and the data documentation in an |
Taleﬁ\om\ip Qo umentation standard

Since |the documentation requirment
complgxity in each grade (1, 2, 3), a cao

Complexity/Grade /f\ I\ B Cc
) FAB1, FAB2 FAB1, FABP
> FAB1, FAB2, FAB3 FAB1, FAB2, HAB3
FAB2, FAB3 FAB2, FABB
Grade i i utomated use case validation and needs to be manually validatgd. The
goal is i C documentation when using the IEC 61182-2 to accommddate a

60 % t

5.7.4

5.7.4.1 Step element

The step element is used several times when Layer is used for documentation. Each Step
has a Step name. It is recommended that the Step name assigned to the step be unique
and be similar to the name attribute assigned for layer. The LayerFunction shall be
DOCUMENTATION types, see Table 5.

5.7.4.2 Step

There may be one to many "Step"s in any IEC 61182-2-2 file. Each step has a unique name,
which may be anything but is recommended to be an identifiable subset of the step, and
should be in accordance with the attribute Step/name.

It should be noted that some "Step"s for documentation take advantage of previously
defined "Step"s (i.e. taking a board step and an assembly step to make an assembly
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drawing. This would use the StepRepeat element to combine previously defined "Step"s by
placing the graphical images on a drawing format.

Each step requires a mandatory definition for Datum and Profile. All graphical information
shall be provided as a LayerFeature.

When LayerFeature defines the graphical information using the various “set’s, it shall be
associated with the specific layer as identified by the layer name. This is accomplished
through the mandatory 1ayerRef associated with the LayerFeature of any Step within any
IEC 61182-2-2 file.

Step/Lapyerfeature@tayerRef=tayer@mame{umniqueuserassigned)

5.7.5 Set

All dodumentation requirements shown in Table 1 shall be pre-define
section of the file and will be instanced through the path:

Ecad/GadData/Step/LayerFeature/Set/Features

pe is described, the
ine, and Outling) shall

When |documentation features are instanced at
lineDescGroup associated with the specific f
take prlecedence and the 1ineDescGraup of

5.8 Pesign for excellence (Dfx) ana
5.8.1 General

All chgracteristics for Df s in accordance with IEC 61182-2. Whien Dfx
analys|s is required 3 i i ict the
catego
Ecad/(
This is

5.8.2

When
the 11
shall t4

cribed,
utline)

5.9 Miscellaneous image layers

5.9.1 General

Miscellaneous image layers are used primarily to capture and transfer graphical descriptions
that do not necessarily belong in any of the specific categories of the CadData descriptions.

This layer’s requirements shall be in accordance with IEC 61182-2. The following restrictions
apply:

Ecad/CadData//Layer@layerFunction=OTHER
This is an optional requirement for FAB2 and FAB3.
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5.9.2 Step usage
5.9.2.1 Step element

The Sstep element is used several times when Layer is used for miscellaneous layers. Each
Step has a Step name. It is recommeded that the Step name assigned to the Step be
unique and the name be similar to the layerFunction attribute assigned for layer. The
LayerFunction shall be OTHER.

It is also recommended that the information be included in the dictionary as graphical images,
defined in the user or standard dictionary and called out as needed.

5.9.2.2 Step
There may be one to many “Step”s in any IEC 61182-2-2 file. Each g name,
which [may be anything but is recommended to be an identifiable tp and
should|be in accordance with the attribute Step name.
Each ptep requires a mandatory definition for Datu 8 for
miscellaneous layer restrictions. All graphical in as a
LayerfFeature.
Table 8 — Mis IIan%\lS
Content/FunctionMode @mode=FABRICATION @mode~ FA RICATION @mode=FABRICAT|ION
@level=1 |eve|— @level=3
Ecad/CadData/Layer @LayerFunctign La unction @LayerFunctiorn
OTHER - \YS}ER OTHER
Key: \B
italics F optional /—\ N
N \\)
5.10 Package 3
5.10.1| General
When [packag ) ine component dimensions, which is optional fgr level
FAB3, |the chiarasteristics tep shall define the instances of the package descriptions.
When thi PROCESS shall indicate ASSEMBLY.
Ecad/GadDs a ayeTFunction=ASSEMBLY
This is|an optienal requirement only for FAB3.
Most pacKages are described in accordance with the Step Package function. The

appropriate name of the Package type shall be in accordance with the IEC 61182-2 and
future IEC 61182-2-3 e.g., BARE_DIE, FLIECHIP, CHIP, OTHER, etc.

The name convention for Package type should be in accordance with Annex A of IEC 61182-2.

Ecad/CadData/Step/Package@name=per Annex A of IEC 61182-2
Ecad/CadData/Step/Package@type=per Package TypeType IEC 61182-2

5.10.2 Step usage for component packages and land patterns

5.10.2.1 Step element

The Step element is used several times when Layer is used for Package layer descriptions.
Each step has a Step name. The recommendation is that the Step name is unique and is
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similar to the name and LayerFunction attribute assigned for Layer i.e., recommended
step details coincide with LayerFunction = ASSEMBLY.

5.10.2.2 Step

There may be one to many “Step”s in any IEC 61182-2 file. Each step has a unique name,
which may be anything but is recommended to be a similar subset of the Step name used for
component package descriptions and should be in accordance with the attribute step name.

Each step requires a mandatory definition for Datum and Profile. All graphical information
shall be provided as a LayerFeature.

5.10.3| Land pattern details

LandPpttern is an optional (0-1) child element of Package. As of the

restricfions of Package as stated in the previous subclauses and defi Ne 3 Dpriate
Pad(s)land Target(s) needed to correlate the board surface copper to t igtics of
the palckage being described. Three additional restrictions.are r re the
characteristics of the pin(s) defined as a part of the Package) Fh al with
electfricalType and mountType and are enumeé i . i n this

applicgtion, the appropriate name shall be assigned

These [requirements are in accordancewith IEC™6

Ecad/GadData/Step/Package/Pin@type
Ecad/JadData/Step/Package/Pin@electricalType

Ecad/GadData/Step/Package/Pin@mountType=p
CAD slystems should eithe ugh sur
attachment.

5.11 PBolder maik; a
5.11.1| General

Any dgscriptions for gend shall be in accordance with IEC 61182-2 with the

NED

ace mounting techniques for component

5.11.2

The Lgyer descriptionsfor solder mask shall restrict the layerFunction to the enumnerated
string [SOLDERMASKS} This is an attribute of the Layer element and includes a restrigtion to
the side where the solder mask is applied. These restrictions are mandatory for FAB1,|FAB2,
and FABS./The corresponding CadData/Step shall be used to define board, board pgnel, or
couporn characteristics.

Ecad/CadData/Layer@layerFunction=SOLDERMASK
Ecad/CadData/Layer@side=TOP | BOTTOM | INTERNAL

5.11.3 Legend details

The Layer descriptions for legend shall restrict the layerFunction to the enumerated
string LEGEND. This is an attribute of the Layer element and includes a restriction to the
side where the legend is applied. These restrictions are mandatory for FAB1, FAB2, and
FAB3. The corresponding CadData/Step shall be used to define board, board panel, or
coupon characteristics.

Ecad/CadData/Layer@layerFunction=LEGEND
Ecad/CadData/Layer@side=TOP | BOTTOM | INTERNAL
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The source for legend information is mostly derived from the Silkscreen element of
Package for the components that are placed on the appropriate board side. Other legend
Information, such as logos, UL status, etc., may be added to the final image defined under the
Step/LayerFeature/Set/Features hierarchy.

In FABRICATION or ASSEMBLY modes the IEC 61182-2 elements shall present an explicit
and unambiguous image of the layers to be produced. Therefore the FABRICATION or
ASSEMBLY elements take precedence, when they exist. The legend layer image considered
for production will be the single Step/LayerFeature/Set/Features for the appropriate legend.

All legend descriptions contained in the final Step/LayerFeature/Set/Features elements from

the Silkscreen-—eclementof Rackage,—OF from other SOUrces, shall be consglidated-before

the IEC 61182-2 file is generated.

5.11.4| Step usage for solder mask and legend layers

All layers representing data that ends up forming part of the B6s e step
whose|purpose is defined using the enumerated string BO [ solder
mask are inseparable from the board after fabrication the Jeng layers

for the[top and bottom sides (and inner layers, if defined, fo i i board
shall b included in the BOARD step.

define
egend

Additignal solder mask and legend layers
BOARDPANEL, ASSEMBLYPALLET, orn\COU
markinigs or solder mask descriptions ot cles

Layers all d he Step/LayerFeature hierarchy and
contair eF efirlition points to the appropriatg layer.
As an pYegend layer is Legend_Top then the step(whose
use is ep/LayerFeature element who’s LayerRef ig set to

5.12
5.12.1

Any dgscription i \d routing information shall be in accordance with IEC 6/1182-2
with th i

5.12.2

The Layer «descriptions for drilling shall restrict the layerFunction to the enumerated
string |DRILL. This is an attribute of the Layer element and includes a restriction to the side
where [thé~drilling is applied. These restrictions are mandatory for FAB1, FAB2, and|FAB3.
The corresponding CadData/Step shall be used to define board, board panel, or coupon
characteristics.

Ecad/CadData/Layer@layerFunction=DRILL
Ecad/CadData/Layer@side=TOP | BOTTOM | INTERNAL | ALL

5.12.3 Routing details

The Layer descriptions for routing shall restrict the layerFunction to the enumerated
string ROUTE. This is an attribute of the Layer element and includes a restriction to the side
where the routing is applied. These restrictions are mandatory for FAB1, FAB2, and FAB3.
The corresponding CadData/Step shall define the “Step” purpose using the enumerated
string BOARD.
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Ecad/CadData/Layer@layerFunction=ROUTE
Ecad/CadData/Layer@side=TOP | BOTTOM | INTERNAL | ALL
Ecad/CadData/Step@purpose=BOARD

5.12.4 Step usage for drilling and routing
5.12.4.1 General

All layers representing data that ends up forming part of the board shall be part of the step
that is used to define BOARD characteristics. Both plated and un-plated holes shall be part of
the step used to define the board, board panel or coupon since they are a part of the
delivered product. This includes the drilling information of the plain hole plus the thickness of
the plating within the hole-barrel for plated-through holes. Similarly theTouting ferms the
outline| of the final delivered BOARD, and therefore all board route laye single
one) shall belong to the step used for these descriptions.

Additignal drilling and routing layers may be included in the asse L or panel
steps [f these entities require special mounting or tooling hales and f : i layers
forming the outline of these steps.

Layers| that pertain to the BOARD step shall defing” the re hierarchy and
contain the LayerFeature elements whose LayerRef/definiti i to the appropriatg layer.
As an gxample, if the layer name for the through er | i the single step|whose
step plirpose is assigned as BOARD shall hav ature element whose LayerRef

is set tp the qualified name “Drill”.

5.12.4)2 Additional step restrictio

Within|a LayerFeature/SetA routing
aspectp, the Pad eleme ins )./ When Pad is instanced, the padUsage
attribufe of Set shall b ' i

Ecad/( adData/ , sage= TOE | VIA | TOOLING_HOLE | NONE

An IECQ 8 ep elements used to define TOOLING characteristics.
This gondition ere the step is a possible container for additional [fixture

information, elrica fixtures. However, drilled holes or routing information
formin e a shall always be included in LayerFeature/Set/Fgatures
belongjng h RD ‘\descriptions for any specific board. If a need is identified to d¢scribe
use capge [ information should be contained in a TOOLING step

5.13 et list

5.13.1| ~General

When electrical connectivity information is required, which is optional for level FAB2 and
mandatory for FAB3, the characteristics for the Step shall define the PhysNetGroup
instances of the electrical descriptions. All requirements of future I|EC 61182-2-4
(IEC 61182-2) will prevail. When this occurs, the physical net list represents all required
information and does not require the component and package descriptions. The information
thus defines the interconnectivity of the conductive pattern without reference to component
pin or reference designation.

The conductor layers that will be used for calculating connectivity shall be those fitting the
restrictions written below:

Ecad/CadData/Layer@layerFunction=CONDFOIL | CONDFILM
Ecad/CadData/Layer@side=TOP | BOTTOM | INTERNAL
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When the information required in the IEC 61182-2-2 file necessitates that description of
electrical testing include the references to component pins the file shall include LogicalNet
descriptions that define the components their pin numbers and the component reference
designators (refDes). In order to maintain a cohesive file a step used to define TOOLING
should be used in order to coordinate the physical to logical descriptions.

Ecad/CadData/Layer@layerFunction=PROBE
Ecad/CadData/Layer@side=TOP | BOTTOM | INTERNAL

5.13.2 Step usage for net list

In most cases the BOARD step is used to describe the physical interconnectivity of the

condugtor layers (CONDFOIL | CONDFILM) (and the drill layers). In multi fabricatipn it is
sometimes important to perform the electrical evaluations prior to the \ination step.
This id especially important when an internal double sided core cofitains( vi t will be
buried|in the final lamination step. The 1layer element includes a’meth ermits
identification of these sequential fabrication functions under the cadbata {¢kup .

It is imjportant to maintain consistency in the naming and cr6ss-referenci ical net
information in conjunction with the board construction ™ nation: Group

lement
tilayer
bricate
tom of

element provides this feature that permits combini
StackupLayer and provides an appropriate name th
board product. These features are especially us
a core|of several layers and then sequentially g
the stackup.

The us$e of multiple steps can manage the data fion of
physical and electrical descriptions r board
constryiction.

Ecad/( KUpC ame=unique identifier
Ecad/( pLayer/@layerOrGroupRef=unique identif|er
Ecad/( OIL | CONDFILM
Ecad/(

Ecad/(
Ecad/(

5.14
5.14.1

Any d¢g
the regtrictions show

outer conductive layers shall be in accordance with IEC 611822 with
in the following subclauses.

5.14.2 Outer conductive layer details

All layers representing data that ends up forming part of the Board shall be part of the step
used to define the BOARD. The outer conductive characteristics are a mandatory requirement
of FAB1, FAB2, and FAB3.

Ecad/CadData/Layer@layerFunction=CONDFOIL | CONDFILM
Ecad/CadData/Layer@side=TOP | BOTTOM

5.14.3 Step usage for outer conductive layers

Layers that pertain to the BOARD step shall define the Step/LayerFeature hierarchy and
contain the LayerFeature elements whose LayerRef definition points to the appropriate layer.
As an example, if the layer name for the single top conductive layer is “Top” then the step
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used to define the BOARD shall have a Step/LayerFeature element whose LayerRef is set to
the qualified name “Top”.

Additional outer conductive layers may also, in many cases, be included in the assembly
pallet, coupon or board panel steps as these entities require conductive elements such as
thieving features, venting feature or fiducials to appear.

5.15 Inner conductive layers
5.15.1 Requirement

Any descriptions for the inner conductive layers shall be in accordance with IEC 61182-2 with
the redtrictions shown in the following subclauses.

5.15.2| Inner conductive layer details

All layers representing data that ends up forming part of the Bg : art o e step
used to define the BOARD. The inner conductive layer ch@ datory
requirgment of FAB1, FAB2, and FAB3.

Ecad/GadData/Layer@layerFunction=CONDFOIL | CON
Ecad/GadData/Layer@side=INTERNAL

5.15.3| Step usage for inner condu

Layers| that pertain to the BOARD st p/LayerFeature hierarchy and

contain the LayerFeature elements whose Laye efinition points to the appropriatg layer.

As an lexample, if the layer name for the top_most-innerconductive layer is Layer2 then the
m~, |

step whose step is used define BOAR a Step/LayerFeature element (whose
LayerRef is set to the g ; {Layer2

Additignal inner conductive taye 1 [ any cases be included in the assembly|pallet,
coupon or board pane ies require conductive elements such as thieving
featurds, venting\fea

Anothgr example/intended™to i ep usage would be the description of a ten (10) layer
board.| The board inner layers. Under the assumption that all layers are
functiopal tken ™ ysed to define the BOARD there will be eight distinct
LayerfFeatune elements pointing to the named eight layers of this boards’ Layer element.
Namely,<if the \firsthinner layer from the top is called “signal2” and the second is|called
“grounfd3n’ - i

StepLigt/Step/LayerFeature@layerNameRef = “signal2” ; and
StepList/Step/LayerFeature@layerNameRef = “ground3n”

respectively, and so forth, until all eight inner layers are covered. In FAB and ASSEMBLY
modes (also TEST when TEST mode is covered) there shall be a step that is used to define
the BOARD, and the layer images to be manufactured are solely represented by the
respective Step/LayerFeature elements for which the Step/LayerFeature@
layerNameRef elements point at those layers.

5.16 Board construction
5.16.1 Requirement

Any descriptions for the board construction layers shall be in accordance with IEC 61182-2
with the restrictions shown in the following subclauses.
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Board construction details

All layers representing data that ends up forming part of the board shall be part of the step(s)
that have a purpose which defines the characteristics of a printed board, board panel, or
coupon. The board construction characteristics are a mandatory requirement of FAB1, FAB2,
and FAB3. The construction includes the stackup of the layers for the board and defines the
order in which the conductive and non-conductive materials are to be combined. The
relationship of the naming conditions and the order in which the layers are identified is
significant. Material properties are defined by the layerFunction attribute. Some examples

are:

Ecad/CadData/Layer@layerFunction=CONDFOIL

Ecad/CauuaLalLayclblayclrun\,uun BHEHPREG
Ecad/GadData/Layer@layerFunction=DIELCORE
Ecad/GadData/Layer@layerFunction=CONDFOIL | CONDFILM
Ecad/GadData/Layer@side=TOP

Ecad/GadData/Layer@side=INTERNAL

Ecad/GadData/Layer@side=BOTTOM

5.16.3| Step usage for board construction

5.16.3/1 General

Layers erFeature hierarchy and
contair oints to the appropriatg layer.
When there are no features in the step te 13 ines the characteristicq of the
material (thickness, finish, etc.). As an/exampl he tayer for the first dielectric layef in the
board fponstruction is prepreg the lay all)be DIELPREG and the name| would
be “Diglectric One”. ) i accommodate resin flow the ¢utouts
would [be defined A 3ve’ a Step/LayerFeature element (whose
LayerRef is set to the i i i

Additignal const@ ‘ Q, in_some cases, be included in the assembly|pallet,
coupon or board S se entities may require additional features that ¢an be
describbed in the elé . , He concepts become relatively important for $pecial
cutouts, f i at help to describe panels for boards such as rigid-flex
combinations o , at have configurations in the borders for equipment{usage
or testing.

5.16.3)2

When gefining tion of a multilayer board, the stackup element describes the pverall
thickngss,and where-the material is measured. The restriction under board construction would
be the| wigreMeasured attribute of Stackup and shall identify across which charagteristic

the ov

rall thickness IS measured.

Ecad/CadData/Stackup@whereMeasured=LAMINATE | METAL | MASK

6 Modeling

6.1

General

The data files of the IEC 61182-2-2 may be mapped to the information models. Information
models are developed to ensure that complete mapping is capable between the information
provided within the IEC 61182-2 characteristics.

All data activities are based on activity models. The activity models covered by CAD and CAM
include the engineering, design, administrative, and fabrication and assembly characteristics.
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Each of these sections is intended to be detailed at various levels of activity, much like layers

of information needed to perform a particular manufacturing process.

Figure 4 shows the activity needed to develop board fabrication data.

Completed c'Process & Preferred
Documerntation Capabili i
Administratiuel = ?—I Supplier
Data
%'% -
Design/ Layout Datq Pre-Fabrication
W+ Engimeering ] _ Base
< . - Fixture Material .
L: - 7 —-.|_ > Definttion(s)| availabilit] /2039 Build Board Test Data
unctional b /Commencement #sembirFolg
Sped [T Material 7 Took '
- P
BoardFab.| | || Acquisition /
m““gﬁ'_‘"e"‘ Process and _— / Base
f[rten Traveler o Scheduling | Material
[} PAZ
Assgmbly Board
Desgn'Tooling Admin. Oih: Fabrication
Aeqpirements Data Materigls Photo Tools
N | | Boara Fab
Tooling ¢l
e (=—% Fabricate o
ﬁ@;\ Fab Managerent
Haw and . Informati
" E:\:ea { \/\/M3 \PQ( niormaton
Materals . st- az
(\\3& ﬂm#\ %&bﬂcaﬂoﬂ Fab. Cert. of_ -
X o ———%/Activities | | Complance
lge“ rmance < < { 7 ) a4 as
eqiremerts N\ \ N ] |  completed
MAP System I.|z> Bare Board
\> IEC| 633/12
Figure4 — Fabric tio%ps ata‘model example
6.2 nformation mofe
Information modets are\a i : ftanding the requirements of the board fabijication
sectior). Attribute.infor ~ i 0 the parameters of the IEC 61182-2-2 as well as
to the activity or ana p describe board fabrication data.
UML (Uni - i juagey’is used to develop the data design model as well|as the

analys
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IPC-2584

Conductive Route
NC Drlll File
Dfx Crite ria:| Milling Path
|JWL | |BOH| | Netlist | |Canductlve Rome| ( Dfx Validation )
|||c Drill File | ||.|i|||ng Path | |Passive Features | |Passlve Placement
|c:ore | [ Render ) |Prepreg | |Passlve Material | |Pass|ves |

f Drgillhlill )|£ﬁchhﬂask| Wemask <

N 5
¢

Perform Lamination

N

(Add Embedded Formed P.lss ives

-
h\dQEmW Discretg Passives )
%
9

ﬁl@y{{}\“’{t}?’ass ves

DTill
Perform Lamination
Add Passives

Figure 5 — IPC-2584 UML data model

IEC 634/1

7 Report generators

7.1 IEC 61182-2-2 format

Each of the sections of the IEC 61182-2-2 format has various report generators that industry
uses to provide the user with a hard copy of the IEC 61182-2-2 data file. Some of them are
preferred, based on industry preferences, others are mainly examples. The detailed report
generators will be described in each of the four standards: IEC 61182-2-1 through
IEC 61182-2-4.
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7.2 Hole usage report

HOLE SIZE USAGE

Hole size hole, count type usage tooling
0.157 4 NPTH Tooling

0.020 40 PTH Electrical

0.035 65 PTH Electrical

0.041 120 PTH Electrical

0.125 8 NPTH Mechanical

Total 237

7.3 Pad usage report

PAD GE

XY count pad

0.040] 0.040 40 Fiducial
0.055[ 0.055 65 Componentl
0.030] 0.076 20 SOIC1

7.4 Conductor usage report

CONDUCTOR
USAGE
0.006
0.008
0.025
0.125

8 Glossary

[N

Nanje or acronym ﬁeséri\pt}c\n

Reference name

IEC 61183-2 ‘Qp |&Qﬁdata§x{ e V

ODB++(X) / IEC 61182-2

Avl / A%Ned Vendor Li\é\\/ ODX_AVL
Bom \ Bill S}Wer%}s\ > ODX_BOM
ODX_CAD

Content \le()}i@tic}h/eh)o}t/contents of the file

ODX_CONTENTS

HistoryRe Infb@a\t\lsq_a%ut order and supply data

ODX_HISTORY_REC

LogisticHdader <

F\Ne\chéuge information

ODX_LOGISTICS_HEADER

Ecad \/ Compﬁ@r-%d b%sign information
N\
AN

N\ AD\b/arts library

VpLComp N}efﬁ?\

CAD_VPL_COMPONENTS

VplCompdnentkist \ \ \/E/\DA component after assembly merge CAD_VPL_COMPONENTS LIST
CadVmpnlist X CAD manufacturer part number list CAD_VMPN_LIST

CadVmpn CAD manufacturer part number list CAD_VMPN

CadVplVehdor CAD component vendor CAD VPL VENDOR

Header Header ODX_HEADER

AblVmpnList Manufacturer part number list AVL_VMPN_LIST

AvIVmpn Manufacturer part number AVL_VMPN

AvlVendor Vendor AVL_VENDOR
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Annex A
(normative)

Printed board fabrication schema

IEC 61182-2-2

Content Elements in Accordance with IEC 61182-2

Logistic Header Elements in Accordance with IEC 61182-2

History Record Elements in Accordance with IEC 61182-2

BOM (Board Fabrication Materials) Elements in Accordance with IEC 61182-2
AVL (Board Material Suppliers) Elements in Accordance with IEC 61182-2
Miscellanepus Image Layers Elements in Accordance with I[EC 61182-2
Documentgtion Layers Elements in Accordance with IEC 61182-2

Design for pXcellence (Dfx) Analysis Elements in Accordance with IEC 61182-2

IEC 6118242/Ecad

IEC 61182{2/Ecad/CadHeader

IEC 6118242/Ecad/CadHeader/Spec

IEC 6118242/Ecad/CadHeader/Spec/Xform

IEC 6118242/Ecad/CadHeader/Spec/Location

IEC 61182{2/Ecad/CadHeader/Spec/Outline

IEC 6118242/Ecad/CadHeader/Spec/Outline/Polygon
IEC 6118242/Ecad/CadHeader/Spec/Outline/Polygon/PolyBedin

IEC 61182- 2/Ecad/CadData/Stackup/StackupImpedance/Ponllne/LlneDescRef

IEC 61182-2/Ecad/CadData/Stackup/Stackuplmpedance/Contour

IEC 61182-2/Ecad/CadData/Stackup/Stackuplmpedance/Contour/Polygon

IEC 61182-2/Ecad/CadData/Stackup/Stackuplmpedance/Contour/Polygon/PolyBegin

IEC 61182-2/Ecad/CadData/Stackup/Stackuplmpedance/Contour/Polygon/PolyStepCurve
IEC 61182-2/Ecad/CadData/Stackup/Stackuplmpedance/Contour/Polygon/PolyStepSegment
IEC 61182-2/Ecad/CadData/Stackup/Stackuplmpedance/Contour/Cutout

IEC 61182-2/Ecad/CadData/Stackup/Stackuplmpedance/Contour/Cutout/PolyBegin

IEC 61182-2/Ecad/CadData/Stackup/Stackuplmpedance/Contour/Cutout/PolyStepCurve
IEC 61182-2/Ecad/CadData/Stackup/Stackuplmpedance/Contour/Cutout/PolyStepSegment
IEC 61182-2/Ecad/CadData/Stackup/Stackuplmpedance/LayerRef

IEC 61182-2/Ecad/CadData/Step

IEC 61182-2/Ecad/CadData/Step/BooleanAttribute

IEC 61182-2/Ecad/CadData/Step/DoubleAttribute

IEC 61182-2/Ecad/CadData/Step/IntegerAttribute

IEC 61182-2/Ecad/CadData/Step/NonstandardAttribute

IEC 61182-2/Ecad/CadData/Step/OptionAttribute
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IEC 61182-2/Ecad/CadData/Step/TextAttribute

IEC 61182-2/Ecad/CadData/Step/PadStack

IEC 61182-2/Ecad/CadData/Step/PadStack/LayerHole

IEC 61182-2/Ecad/CadData/Step/PadStack/LayerHole/Span
IEC 61182-2/Ecad/CadData/Step/PadStack/LayerPad

IEC 61182-2/Ecad/CadData/Step/PadStack/LayerPad/Xform
IEC 61182-2/Ecad/CadData/Step/PadStack/LayerPad/Location

IEC 61182-2/Ecad/CadData/Step/PadStack/LayerPad/Butterfly

IEC 61182-2/Ecad/CadData/Step/PadStack/LayerPad/Circle

IEC 61182-2/Ecad/CadData/Step/PadStack/LayerPad/Contour

IEC 61182-2/Ecad/CadData/Step/PadStack/LayerPad/Contour/Polygon

IEC 61182-2/Ecad/CadData/Step/PadStack/LayerPad/Contour/Polygon/PolyBegin
IEC 61182- 2/Ecad/CadData/Step/PadStack/LayerPad/Contour/Pongon/PonStepCurve
IEC 61182 =
IEC 61182 2/Ecad/CadData/Step/PadStack/LayerPad/Contour/Cutout
IEC 6118242/Ecad/CadData/Step/PadStack/LayerPad/Contour/Cutout/PolyBegin
IEC 6118242/Ecad/CadData/Step/PadStack/LayerPad/Contour/Cutout/PolyStepCu
IEC 6118242/Ecad/CadData/Step/PadStack/LayerPad/Contour/Cutout/PolySte i
IEC 6118242/Ecad/CadData/Step/PadStack/LayerPad/Diamond

IEC 6118242/Ecad/CadData/Step/PadStack/LayerPad/Donut

IEC 6118242/Ecad/CadData/Step/PadStack/LayerPad/Ellipse

IEC 6118242/Ecad/CadData/Step/PadStack/LayerPad/Hexagon

IEC 6118242/Ecad/CadData/Step/PadStack/LayerPad/Moire
IEC 6118242/Ecad/CadData/Step/PadStack/LayerPad/Octagon
IEC 6118242/Ecad/CadData/Step/PadStack/LayerPad/Oval
IEC 6118242/Ecad/CadData/Step/PadStack/LayerPad/RectCe

IEC 6118242/Ecad/CadData/Step/Route/LayerFeature/Set/Pad/Contour/Polygon/PolyStepCurve
IEC 61182{2/Ecad/CadData/Step/Route/LayerFeature/Set/Pad/Contour/Polygon/PolyStepSegment
IEC 61182-ZTEcad/CadData/Step/Route/LayerFeature/sSet/Pad/Contour/Cutout

IEC 61182-2/Ecad/CadData/Step/Route/LayerFeature/Set/Pad/Contour/Cutout/PolyBegin

IEC 61182-2/Ecad/CadData/Step/Route/LayerFeature/Set/Pad/Contour/Cutout/PolyStepCurve
IEC 61182-2/Ecad/CadData/Step/Route/LayerFeature/Set/Pad/Contour/Cutout/PolyStepSegment
IEC 61182-2/Ecad/CadData/Step/Route/LayerFeature/Set/Pad/Diamond

IEC 61182-2/Ecad/CadData/Step/Route/LayerFeature/Set/Pad/Donut

IEC 61182-2/Ecad/CadData/Step/Route/LayerFeature/Set/Pad/Ellipse

IEC 61182-2/Ecad/CadData/Step/Route/LayerFeature/Set/Pad/Hexagon

IEC 61182-2/Ecad/CadData/Step/Route/LayerFeature/Set/Pad/Moire

IEC 61182-2/Ecad/CadData/Step/Route/LayerFeature/Set/Pad/Octagon

IEC 61182-2/Ecad/CadData/Step/Route/LayerFeature/Set/Pad/Oval

IEC 61182-2/Ecad/CadData/Step/Route/LayerFeature/Set/Pad/RectCenter

IEC 61182-2/Ecad/CadData/Step/Route/LayerFeature/Set/Pad/RectCham

IEC 61182-2/Ecad/CadData/Step/Route/LayerFeature/Set/Pad/RectCorner

IEC 61182-2/Ecad/CadData/Step/Route/LayerFeature/Set/Pad/RectRound

IEC 61182-2/Ecad/CadData/Step/Route/LayerFeature/Set/Pad/Thermal

IEC 61182-2/Ecad/CadData/Step/Route/LayerFeature/Set/Pad/Triangle

IEC 61182-2/Ecad/CadData/Step/Route/LayerFeature/Set/Pad/StandardPrimitiveRef
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IEC 61182-2/Ecad/CadData/Step/Route/LayerFeature/Set/BadBoardMark

IEC 61182-2/Ecad/CadData/Step/Route/LayerFeature/Set/BadBoardMark/Xform

IEC 61182-2/Ecad/CadData/Step/Route/LayerFeature/Set/BadBoardMark/Location

IEC 61182-2/Ecad/CadData/Step/Route/LayerFeature/Set/BadBoardMark/Butterfly

IEC 61182-2/Ecad/CadData/Step/Route/LayerFeature/Set/BadBoardMark/Circle

IEC 61182-2/Ecad/CadData/Step/Route/LayerFeature/Set/BadBoardMark/Contour

IEC 61182-2/Ecad/CadData/Step/Route/LayerFeature/Set/BadBoardMark/Contour/Polygon

IEC 61182-2/Ecad/CadData/Step/Route/LayerFeature/Set/BadBoardMark/Contour/Polygon/PolyBegin

IEC 61182-2/Ecad/CadData/Step/Route/LayerFeature/Set/BadBoardMark/Contour/Polygon/PolyStepCurve
IEC 61182-2/Ecad/CadData/Step/Route/LayerFeature/Set/BadBoardMark/Contour/Polygon/PolyStepSegment
IEC 61182-2/Ecad/CadData/Step/Route/LayerFeature/Set/BadBoardMark/Contour/Cutout

IEC 61182-2/Ecad/CadData/Step/Route/LayerFeature/Set/BadBoardMark/Contour/Cutout/PolyBegin

IEC 61182- 2/Ecad/CadData/Step/Route/LayerFeature/Set/BadBoardMark/Contour/Cutout/PonStepCurve
IEC 61182 pSegment

Curve
Segment

irve
egment

IEC 6118242/Ecad/CadData/Step/Route/LayerFeature/Set/GlobalFiducial/RectCenter

IEC 61182{2/Ecad/CadData/Step/Route/LayerFeature/Set/GlobalFiducial/RectCham

IEC 61182-ZTECcad/CadData/Step/Route/LayerFeature’set/GlobalFiducial/RectCorner

IEC 61182-2/Ecad/CadData/Step/Route/LayerFeature/Set/GlobalFiducial/RectRound

IEC 61182-2/Ecad/CadData/Step/Route/LayerFeature/Set/GlobalFiducial/Thermal

IEC 61182-2/Ecad/CadData/Step/Route/LayerFeature/Set/GlobalFiducial/Triangle

IEC 61182-2/Ecad/CadData/Step/Route/LayerFeature/Set/GlobalFiducial/StandardPrimitiveRef
IEC 61182-2/Ecad/CadData/Step/Route/LayerFeature/Set/GoodPanelMark

IEC 61182-2/Ecad/CadData/Step/Route/LayerFeature/Set/GoodPanelMark/Xform

IEC 61182-2/Ecad/CadData/Step/Route/LayerFeature/Set/GoodPanelMark/Location

IEC 61182-2/Ecad/CadData/Step/Route/LayerFeature/Set/GoodPanelMark/Butterfly

IEC 61182-2/Ecad/CadData/Step/Route/LayerFeature/Set/GoodPanelMark/Circle

IEC 61182-2/Ecad/CadData/Step/Route/LayerFeature/Set/GoodPanelMark/Contour

IEC 61182-2/Ecad/CadData/Step/Route/LayerFeature/Set/GoodPanelMark/Contour/Polygon
IEC 61182-2/Ecad/CadData/Step/Route/LayerFeature/Set/GoodPanelMark/Contour/Polygon/PolyBegin

IEC 61182-2/Ecad/CadData/Step/Route/LayerFeature/Set/GoodPanelMark/Contour/Polygon/PolyStepCurve
IEC 61182-2/Ecad/CadData/Step/Route/LayerFeature/Set/GoodPanelMark/Contour/Polygon/PolyStepSegment
IEC 61182-2/Ecad/CadData/Step/Route/LayerFeature/Set/GoodPanelMark/Contour/Cutout

IEC 61182-2/Ecad/CadData/Step/Route/LayerFeature/Set/GoodPanelMark/Contour/Cutout/PolyBegin

IEC 61182-2/Ecad/CadData/Step/Route/LayerFeature/Set/GoodPanelMark/Contour/Cutout/PolyStepCurve
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IEC 61182-2/Ecad/CadData/Step/Route/LayerFeature/Set/GoodPanelMark/Contour/Cutout/PolyStepSegment
IEC 61182-2/Ecad/CadData/Step/Route/LayerFeature/Set/GoodPanelMark/Diamond

IEC 61182-2/Ecad/CadData/Step/Route/LayerFeature/Set/GoodPanelMark/Donut

IEC 61182-2/Ecad/CadData/Step/Route/LayerFeature/Set/GoodPanelMark/Ellipse

IEC 61182-2/Ecad/CadData/Step/Route/LayerFeature/Set/GoodPanelMark/Hexagon

IEC 61182-2/Ecad/CadData/Step/Route/LayerFeature/Set/GoodPanelMark/Moire

IEC 61182-2/Ecad/CadData/Step/Route/LayerFeature/Set/GoodPanelMark/Octagon

IEC 61182-2/Ecad/CadData/Step/Route/LayerFeature/Set/GoodPanelMark/Oval

IEC 61182-2/Ecad/CadData/Step/Route/LayerFeature/Set/GoodPanelMark/RectCenter

IEC 61182-2/Ecad/CadData/Step/Route/LayerFeature/Set/GoodPanelMark/RectCham

IEC 61182-2/Ecad/CadData/Step/Route/LayerFeature/Set/GoodPanelMark/RectCorner

IEC 61182-2/Ecad/CadData/Step/Route/LayerFeature/Set/GoodPanelMark/RectRound

IEC 61182- 2/Ecad/CadData/Step/Route/LayerFeature/Set/GoodPaneIMark/ThermaI

IEC 61182 =

urve
egment

rve
pment

IEC 6118242/Ecad/CadData/Step/Route/Layerfeature Set kocalFidycial/Ellipse
F eat et/LocalRiducial/Hexagon
‘ L ature /LocalFiducial/Moire
o B %

IEC 6118242/Ecad/CadData/Step/Route/LayerFeature/Set/Slot/Line/LineDesc

IEC 611824{2/Ecad/CadData/Step/Route/LayerFeature/Set/Slot/Line/LineDescRef

IEC 61182-ZTECcad/CadData/Step/Route/LayerFeaturerset/slooutlne

IEC 61182-2/Ecad/CadData/Step/Route/LayerFeature/Set/Slot/Outline/Polygon

IEC 61182-2/Ecad/CadData/Step/Route/LayerFeature/Set/Slot/Outline/Polygon/PolyBegin
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IEC 61182-2/Ecad/CadData/Step/LayerFeature/Set/LocalFiducial/Contour/Cutout/PolyStepSegment
IEC 61182-2/Ecad/CadData/Step/LayerFeature/Set/LocalFiducial/Diamond
IEC 61182-2/Ecad/CadData/Step/LayerFeature/Set/LocalFiducial/Donut

IEC 61182-2/Ecad/CadData/Step/LayerFeature/Set/LocalFiducial/Ellipse

IEC 61182- 2/Ecad/CadData/Step/LayerFeature/Set/LocaIF|du0|aI/Hexagon
IEC 61182 cad/CadData/Step/la et/LocalEiducial/Moire

IEC 61182 2/Ecad/CadData/Step/LayerFeature/Set/LocaIF|du0|aI/Octagon
IEC 6118242/Ecad/CadData/Step/LayerFeature/Set/LocalFiducial/Oval

IEC 61182{2/Ecad/CadData/Step/LayerFeature/Set/LocalFiducial/RectCenter
IEC 61182{2/Ecad/CadData/Step/LayerFeature/Set/LocalFiducial/RectCham
IEC 6118242/Ecad/CadData/Step/LayerFeature/Set/LocalFiducial/RectCorner
IEC 61182{2/Ecad/CadData/Step/LayerFeature/Set/LocalFiducial/RectRou
IEC 6118242/Ecad/CadData/Step/LayerFeature/Set/LocalFiducial/Therma

IEC 6118242/Ecad/CadData/Step/LayerFeature/Set/Hole
IEC 6118242/Ecad/CadData/Step/LayerFeature/Set/Slot
IEC 6118242/Ecad/CadData/Step/LayerFeature/Set/Slot/Arc

IEC 6118242/Ecad/CadData/Step/LayerFeature/Set t/O line
IEC 6118242/Ecad/CadData/Step/LayerFeature|(Set Qutline/Ralygon
IEC 6118242/Ecad/CadData/Step/LayerFeature/Set/Stal/Qutline/Polygon/PolyBegin

lirfe/Polygon/PolyStepCurve
line/Polygon/PolyStepSegment

IEC 6118242/Ecad/Ca
IEC 6118242/Ecad/Ca

IEC 6118242/Ecad/CadData/Step/LayerFeature/Set/Features/Contour

IEC 61182{2/Ecad/CadData/Step/LayerFeature/Set/Features/Contour/Polygon

IEC 61182-ZTEcad/CadData/Step/LayerFeature/Set/Features/Contour/Polygon/PolyBegin

IEC 61182-2/Ecad/CadData/Step/LayerFeature/Set/Features/Contour/Polygon/PolyStepCurve
IEC 61182-2/Ecad/CadData/Step/LayerFeature/Set/Features/Contour/Polygon/PolyStepSegment
IEC 61182-2/Ecad/CadData/Step/LayerFeature/Set/Features/Contour/Cutout

IEC 61182-2/Ecad/CadData/Step/LayerFeature/Set/Features/Contour/Cutout/PolyBegin

IEC 61182-2/Ecad/CadData/Step/LayerFeature/Set/Features/Contour/Cutout/PolyStepCurve
IEC 61182-2/Ecad/CadData/Step/LayerFeature/Set/Features/Contour/Cutout/PolyStepSegment
IEC 61182-2/Ecad/CadData/Step/LayerFeature/Set/Features/Diamond

IEC 61182-2/Ecad/CadData/Step/LayerFeature/Set/Features/Donut

IEC 61182-2/Ecad/CadData/Step/LayerFeature/Set/Features/Ellipse

IEC 61182-2/Ecad/CadData/Step/LayerFeature/Set/Features/Hexagon

IEC 61182-2/Ecad/CadData/Step/LayerFeature/Set/Features/Moire

IEC 61182-2/Ecad/CadData/Step/LayerFeature/Set/Features/Octagon

IEC 61182-2/Ecad/CadData/Step/LayerFeature/Set/Features/Oval

IEC 61182-2/Ecad/CadData/Step/LayerFeature/Set/Features/RectCenter

IEC 61182-2/Ecad/CadData/Step/LayerFeature/Set/Features/RectCham

IEC 61182-2/Ecad/CadData/Step/LayerFeature/Set/Features/RectCorner

IEC 61182-2/Ecad/CadData/Step/LayerFeature/Set/Features/RectRound
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IEC 61182-2/Ecad/CadData/Step/LayerFeature/Set/Features/Thermal
IEC 61182-2/Ecad/CadData/Step/LayerFeature/Set/Features/Triangle
IEC 61182-2/Ecad/CadData/Step/LayerFeature/Set/Features/StandardPrimitiveRef

IEC 61182-2/Ecad/CadData/Step/LayerFeature/Set/Features/Arc

IEC 61182-2/Ecad/CadData/Step/LayerFeature/Set/Features/Arc/LineDesc

IEC 61182-2/Ecad/CadData/Step/LayerFeature/Set/Features/Arc/LineDescRef

IEC 61182-2/Ecad/CadData/Step/LayerFeature/Set/Features/Line

IEC 61182-2/Ecad/CadData/Step/LayerFeature/Set/Features/Line/LineDesc

IEC 61182-2/Ecad/CadData/Step/LayerFeature/Set/Features/Line/LineDescRef

IEC 61182-2/Ecad/CadData/Step/LayerFeature/Set/Features/Outline

IEC 61182-2/Ecad/CadData/Step/LayerFeature/Set/Features/Outline/Polygon

IEC 61182-2/Ecad/CadData/Step/LayerFeature/Set/Features/Outline/Polygon/PolyBegin

IEC 61182- 2/Ecad/CadData/Step/LayerFeature/Set/Features/Outllne/Pongon/PonStepCurve
IEC 61182 cad/CadData/Sten/la Sture ine/Polvaon/Po enSeamen
IEC 61182 2/Ecad/CadData/Step/LayerFeature/Set/Features/Outllne/LlneDesc

IEC 6118242/Ecad/CadData/Step/LayerFeature/Set/Features/Outline/LineDescRef

IEC 6118242/Ecad/CadData/Step/LayerFeature/Set/Features/Polyline
IEC 61182{2/Ecad/CadData/Step/LayerFeature/Set/Features/Polyline/PolyBegi

IEC 6118242/Ecad/Ca
IEC 6118242/Ecad/Ca

bgment

IEC 6118242/Ecad/CadData/Step/DfxMeasurementList/DfxMeasurement/Polyline

IEC 61182{2/Ecad/CadData/Step/DfxMeasurementList/DfxMeasurement/Polyline/PolyBegin

IEC 61182-ZTEcad/CadData/Step/DixMeasuremeniListDiIxMeasurement/Polyline/PolyStepCurve
IEC 61182-2/Ecad/CadData/Step/DfxMeasurementList/DfxMeasurement/Polyline/PolyStepSegment
IEC 61182-2/Ecad/CadData/Step/DfxMeasurementList/DfxMeasurement/Polyline/LineDesc

IEC 61182-2/Ecad/CadData/Step/DfxMeasurementList/DfxMeasurement/Polyline/LineDescRef

IEC 61182-2/Ecad/CadData/Step/DfxMeasurementList/DfxMeasurement/FeatureDescription

IEC 61182-2/Ecad/CadData/Step/DfxMeasurementList/DfxMeasurement/FeatureDescription/Location
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COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

PRODUITS POUR CARTES IMPRIMEES EQUIPEES -
DONNEES DESCRIPTIVES DE FABRICATION
ET METHODOLOGIE DE TRANSFERT -

Partie 2-2: Exigences intermédiaires
pour la mise en ceuvre de cartes imprimées —
Description des données de fabrication

AVANT-PROPOS

Commission Electrotechnique Internationale (CEIl) est une organisatio
osée de I'ensemble des comités électrotechniques nationaux (Co

hines de I'électricité et de I'électronique. A cet effet, la CEIl —

malisation

A CEl a
ans les
Normes

interhationales, des Spécifications techniques, des Rapports techn t jbles au
public (PAS) et des Guides (ci-aprés dénommés "Publication(s Leur é gtion est confloe a des
comités d'études, aux travaux desquels tout Comité nationa iper. Les
orgahisations internationales, gouvernementales et non gouvernémenta avec la CEl, pqrticipent
égale n (ISO),

Orga iatiin Internationale de Normalisatig

mesure
b la CEI

agréées
e la CEI
onsable

toute la
ications
ications

endants
jues de

ipn.

ires ou
IComités
ut autre

selo

2) Les ques représentent, dans |3
du p| éfant'donné que les Comités nationaux d
intérp

3) Les e recommandations internationales et sont
com raisonnables sont entrepris afin qu
s'ass ications; la CEIl ne peut pas étre tenue resfg
de I' i faite par un quelconque utilisateur final

4) Dan{ ioh omités nationaux de la CEIl s'engagent, dans
mes enfe les Publications de la CEIl dans leurs pub
natid S ' . s, di > S tre toutes Publications de la CEl et toutes pub
natid 5¢ C C i re indiquées en termes clairs dans ces derniéres.

5) La (@ -mé ‘ 2 ] ioh de conformité. Des organismes de certification indég
fourni P :
conf st responsable d'aucun des services effectués par les organigmes de
certifi

6) Tous

7) Aucy S bilite i i ee 8 , @ ses administrateurs, employés, auxilig
man i
natig tolt préjudice causé en cas de dommages corporels et matériels, ou de td
domfnage de g elque nature que ce soit, directe ou indirecte, ou pour supporter les codlts (y compris

de jystice) et-les
toutq autre Rublication

8) L'att

dépenses découlant de la publication ou de I'utilisation de cette Publication de la C
de la CEI, ou au crédit qui lui est accordé.

les frais
Fl ou de

ications

bntion est attirée sur les références normatives citées dans cette publication. L'utilisation de pub

référéncees est obligatoire pour une application correcie de la presente publication.

9) L’attention est attirée sur le fait que certains des éléments de la présente Publication de la CEIl peuvent faire
I’objet de droits de brevet. La CEl ne saurait étre tenue pour responsable de ne pas avoir identifié de tels droits

de b

revets et de ne pas avoir signalé leur existence.

La Norme internationale CEI 61182-2-2 a été établie par le comité d'études 91 de la CEl:

Techni

ques d'assemblage des composants électroniques.

Le texte de cette norme est issu des documents suivants:

FDIS Rapport de vote
91/1025/FDIS 91/1038/RVD

Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote ayant

abouti

a l'approbation de cette norme.
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Cette publication a été rédigée selon les Directives ISO/CEI, Partie 2.

Le comité a décidé que le contenu de cette publication ne sera pas modifié avant la date de
stabilité indiquée sur le site web de la CEIl sous "http://webstore.iec.ch" dans les données
relatives a la publication recherchée. A cette date, la publication sera

* reconduite,

* supprimée,

* remplacée par une édition révisée, ou
+ amendée.

RN

IMPORTANT - Le logo «colour inside» qui se trouve sur la page de co rture de cette
publicption indique qu'elle contient des couleurs qui sont co Eiles a
une brfnne compréhension de son contenu. Les utilisateurs devra uent,

imprimer cette publication en utilisant une imprimante couléur:
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PRODUITS POUR CARTES IMPRIMEES EQUIPEES -
DONNEES DESCRIPTIVES DE FABRICATION
ET METHODOLOGIE DE TRANSFERT -

Partie 2-2: Exigences intermédiaires
pour la mise en ceuvre de cartes imprimées —
Description des données de fabrication

1 Dogmaine d'application

La prdsente partie de la CEIlI 61182 fournit les informations re

détails|du schéma XML, défini dans la norme générique CEIl 6118
intermé¢diaires qui sont requises pour réaliser les tache
norme$ sont associées, leurs exigences deviennent uné
fabrication comme défini dans la CEI 61182-2.

La CHI 61182-2 contient toutes les exigence 2cessai onstruire un produit
électronique. La cardinalité indiquée dans I3 3 étre remplacée par une
restricfion d'un attribut (identificateut” de\c g S1é indication d'une exligence
notée comme étant facultative dans lasxnorme g La présente norme rend toutefois
I'exigepce obligatoire en se fondant surle \ At de la chaine d'approvisionnement
nécesgaire.

Afin d|aider les utilisateurs "¢ X: tous les éléments du schéma XML
applicgbles s'appliquant & i ication"de carte sont énumérés a I'Annex¢ A. La
liste et regroupée par st >min absolu pour les éléments concerngés par
I'objet |de la présente i l'élément parent n'est pas présent, aucun enfanft n'est
envisagé dans @ L . Toutefois, tous les attributs identifiés ppur un
élément particulier ardinalité de la CEl 61182-2 sauf restriction mentionnég dans
la préslente norme:

2 Raéfére

Les ddcum suivants sont cités en référence de maniere normative, en intégralité| ou en
partie,| dans ent "document et sont indispensables pour son application. Pqur les
référerices _datee eule I'édition citée s’applique. Pour les références non datges, la
derniére » édition du document de référence s’appliqgue (y compris les éventuels
amendements). T

CEI 60194, Printed board design, manufacture and assembly — Terms and definitions
(disponible en anglais seulement)

CEIl 61182-2, Printed board assembly products — Manufacturing description data and
transfer methodology — Part 2: Generic requirements (disponible en anglais seulement)

3 Termes et définitions

Pour les besoins du présent document, les termes et définitions suivants s’appliquent.
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3.1

données

informations intelligentes pouvant étre directement utilisées par une machine pour exécuter
un événement de fabrication particulier

3.2

dessins

copie fidele ou documentation "non intelligente" (par exemple PDF) a laquelle s'appliquent
tous les critéres de formatage

3.3

carte de circuit imprimé
PCB
compopgition de matiére organique et inorganique avec un cablage
permefitant de maintenir mécaniquement des composants électronig
électriquement

intérieur
necter

3.4

fournigseur

organisme ou société responsable de la fourniture des bie nécessairgs pour
fabrigder un produit ainsi que des
caracteristiques intellectuelles/logicielles et qui est documenté gu'approvisionnpement

de l'utilisateur, données du fournisseur ou accord

3.5

utilisateur

personne, organisme, société ou administration ent de
circuitg > classe
de maftériel et toute varjant 4TE i i contrat
détaillant ces exigences)

3.6

trou d intercon

ouvertlire dans la~ou par un
condugteur vers e dches conductrices d'un boftier qui suivent ¢n vue

d'inter¢onnexion

4 Prjnci

4.1 Fxigence

Les exjgences de [aCEl 61182-2 sont une partie obligatoire de la présente norme. Les [détails
génériques, fournissent de fagon spécifique des données concernant la conceptjon, la
fabricaﬂ-ea—l—aesem-blege—et—keeee%eeﬁeﬁ—ﬁ-pfmeee—' —+ . } i HRrees:

Le schéma XML de la CEIl 61182-2 consiste en quatre fonctions principales dont chacune a
plusieurs enfants qui deviennent ensuite de nouveaux éléments parents. Plusieurs de ces
éléments principaux et leurs nouveaux parents associés sont définis dans d'autres normes
intermédiaires, ainsi les exigences de ces normes sont également une partie obligatoire de la
norme de fabrication des cartes dans la limite de leur description et de toutes restrictions
contenues dans la présente norme.

Chacune des normes et les éléments définis dans celles-ci ont respectivement une fonction
ou une tache spécifique et bien qu'elles puissent parfois étre utilisées indépendamment, elles
deviennent un complément important aux exigences des descriptions de fabrication des
cartes. Ainsi, les alinéas suivants fournissent les exigences complétes pour les trois types de
fichiers de fabrication de cartes qui sont pris en charge par les principes de la CEl 61182-2.


https://iecnorm.com/api/?name=331fbd4709a13c98273791c6e21eb9d0

- 50 - 61182-2-2 © CEI:2012

En conséquence, I'échange d'informations dans le but spécifique de la fabrication de cartes
imprimées n'est possible que si toutes les instances XML ont été convenablement élaborées
dans ce but.

4.2 Interprétation

«Devoir», forme emphatique du verbe, est utilisé dans I'ensemble de la présente norme a
chaque fois qu'une exigence est destinée a exprimer une disposition obligatoire. Aucun écart
n'est permis par rapport a une exigence "devoir" et un essai de conformité est requis afin de
démontrer que les instances XML sont correctes selon les directives W3C et la présente
norme. Le schéma XML doit étre la méthode de vérification de la syntaxe et de la sémantique.
Tout outil logiciel approprié qui invite l'utilisateur a corriger I'ambiguité ou a insérer une
information manquante peut étre utilisé dans ce but.

Les tefmes «convient» et «peut» sont utilisés a chaque fois qu'il esf primer

des digpositions non obligatoires.
«Seray} est utilisé pour exprimer une déclaration d'intention.

4.3 [Catégories et contenu

e doit traitdr. Les
des cartes imprimées.
tilisant les éléments XML

Le Tapleau 1 indique les principales fonctions
descriptions concernent les processus de fabri
Quinzq (15) fonctions spécifiques existeént pouva
et les instances XML résultantes.

Le Tahleau 1 indique les relations des/exigen ) divers éléments et sujets au segin des
descriptions pour un processus particulier. Q

&
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Tableau 1 — Relation des fonctions d'un fichier de fabrication 61182-2-2

Fabrication
Nom Commentaire et références normatives
1 2 3

Descriptions du contenu des fichiers M M M .

— —r Eléments indiqués dans la CEl 61182-2 en fonction de leur

Descriptions logistiques M M M s " .

- - — cardinalité et des restrictions de la présente norme.

Descriptions de I'historique des fichiers (0] M M

BOM (Matériaux de fabrication de carte) M M M | Eléments indiqués dans la CEl 61182-2 en fonction de leur

AVL (Fournisseurs de matériau de carte) - M M cardinalité et des restrictions de la présente norme.

Coucheg-d-mage-eiverses o o — — )

Couched de documentation o M M Elerr‘lent.s llndlques dan.s I‘ 61182:2 ep fonction de leur

- cardinalité et des restrictions de ta présefjte norme.

Analyse|de conception d'eXcellence (Dfx) (0] (0] (0]

Boitiers|de composants @ - - O

Zones dg report @ - - 0

Masque|de brasage, Couches de M M M

marquage . s

Couche$ de pergage et de routage M M M p intermédiaire
; | 61182-2 et

(Outillage) . :

- ; - - — éas suivants de

Iélste d’ipterconnexions (Outillage logiciel) (0] M M

Couche$ conductrices extérieures M M (IW\

Couche$ conductrices intérieures M/ M A/ A

Construgtion de la carte M\ \NL M

Abréviafions:

BOM Matériaux de fabrication de carte

AVL Fournisseurs de matériau de carte

Dfx Analyse de conception d'eXcellence Q

Légendq:

M Obligatoire

(0] Facultative

- Partie étrangére (inuti

Bien qup les outils logici ecommandé que

seules Igs exigences i ifie diminuer la taille

du transfert de fichiers.

@ Bien|que leg’boitiers\de gomposants et les zones de report seront définis plus spécifiquement dans la fliture CEI 61182-
2-37| et les listes d'intérconnexions’dans la future CEl 61182-2-4", leurs schémas XML sont répétés daps la présente
nornje DN

Il conyient de dre que sans liste d'interconnexions il est difficile de vérifier [que la

carte fabriquee satisfait le but de conception.

La corrélation enire Tes diverses descriptions Identifiees dans la presente norme est indiquée

a la Figure 1. Celle-ci montre la relation des éprouvettes, de la carte elle-méme, des masques
photographiques, etc. L'illustration identifie les caractéristiques qui sont disponibles dans les
outils de CAO (conception assistée par ordinateur) et qui sont habituellement transférables a
la station de FAO (fabrication assistée par ordinateur). La partie de gauche illustre les

combinaisons du but de conception

incluant les caractéristiques de montage

et les

composants incorporés. Certains de ces concepts sont importants pour un fichier FAB1, FAB2
ou FAB3 de la CEI 61182-2-2 et sont illustrés pour les processus de fabrication de cartes
représentés dans la partie de droite de l'illustration.

1 Alétude.
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[ e e e e e e e e N
' [ |
I o '
] i !
! Design [ IPC-2581 file !
. (CAD) |  Board/Panel i
! Individual Board i (CAM) v i
| - X
'. i PH |
I ' : Drill !
: Graphic = 1 i
| Fabrication <1 1
| Symbols Test Coupons : i y y :
'; »  (CAMor CAD) (E Drill PTH :
i L (layer pair) Plating !
! - i 3
! ' e i 1 Y \ 4 H
| ! ' ! o !
i ! i Embedded : [ latiny !
! —--®  Components r----------------- T e il H
: ' (CAD) . i i
A : it y i
I o )
i Y Soldef Mask :
i Board L .
: " AS?;E‘;E“:BS‘ | (CAD or CAM) H r !
: i o Assembly i |
E (CAM or CAD) el i : |
! i Legend i
| < :
. 1 |
: Design A |
. (CAD) A ‘ 1
! Individual Board ! Lamination ,ﬁﬁg :
| | i
; y '.
v 1
] .
! !
- ] Solder Manufactured !
: Dyl Route Mask Board/Panel i
E (CAM) |
| Design ! \abrication !
| Developnjent (CAD) , House (CAM) !
IEC 630/12
Hégende
< ynaais < Francgais

QJraphic symbols \/\ ) Symboles graphiques

Design (CAD) ifdiidual board ™ ) Conception (CAO) carte individuelle

Fpbricatio st\{)u}xin\s\KCAm\or EAﬁ) Fabrication des éprouvettes (FAO ou CAO)

Embedd&skcomp nté\(C,QS\)\/ Composants incorporés (CAO)

Asé@bb\@\t (%p{ns ((\QM or CAD) Assemblage des éprouvettes (FAO ou CAO)

Bloard NE} C@Mmbly panel Panneau d'assemblage de carte (FAO ou CAO)

Dlesign-(€AD) individual board Conception (CAQ) carte individuelle

Dyrill Percage

Route Route

Solder mask

Masque de brasage

Legend

Légende

Design development (CAD)

Elaboration de la conception (CAO)

IPC-2581 file board/panel (CAM)

Fichier carte/panneau IPC-2581

PTH drill

Percage PTH

Drill (layer pair)

Pergage (paire de couches)

PTH plating

Métallisation PTH

Etch

Gravure

Other plating

Autre métallisation

Embedded components

Composants incorporés
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Anglais Frangais
Solder mask Masque de brasage
Plating Métallisation
Legend Légende
Lamination Stratification
NPTH/milling NPTH/fraisage
Manufactured board/panel (CAM) Carte/panneau fabriqué (FAO)
Board fabrication house (CAM) Société de fabrication des cartes (FAO)

5 Ragles générales

5.1

Figure 1 — Lien entre les données de fabrication de cartes

Vue d'ensemble

Les ddgtails suivants représentent les regles utilisées pourdé

cartes

destinges a satisfaire aux besoins du fabricant afin de c

imprimées afin de satisfaire aux exigences de fab

nécesgaire, des exigences supplémentaires ont été

descriptions détaillées ou des défiditio

reprod

obligatpires.

5.2

Les déscriptions du

constit

La sel
descrif

CEl 61

5.3

lites comme défini dans la C

lie une exigence

Toutes eXxige pour les descriptions logistiques doivent étre conformesg

CEl 61

182-2,.L3 restriction étant lorsque le fichier est utilisé comme tr

d'informations a I'extérieur du domaine qui crée le fichier. Dans cette instance, I'

RoleR]

CEl 61

ps des
s sont
ent. Si
cision.

e, des
5 sont
iptions

. Ceci

our la

a la
ansfert
attribut

={de Person doit exister et il n'est plus facultatif.

182-2/LogisticHeader/Person@RoleRef=1

Il est exigé que le nom Role soit I'une des 9 chaines énumérées dans la CEl 61182-2 avec la
recommandation selon laquelle, si aucun autre nom évident n'existe, il convient d'utiliser le
nom SENDER (expéditeur).

CEIl 61

182-2/LogisticHeader/Role@name=SENDER

Il convient de comprendre que I'expéditeur du fichier peut ne pas avoir réellement de moyens
électroniques pour ajouter des données ou modifier l'instance de schéma XML existante. Si
un dialogue a lieu entre I'expéditeur et le récepteur des données, il convient d'effectuer une

2 Alétude.
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vérification pour déterminer la hiérarchie des fichiers et la capacité de modification a I'une ou
I'autre extrémité.

5.4
5.4.1

Toutes

Descriptions de I'historique des fichiers

Généralités

les exigences pour les descriptions historiques doivent étre conformes a la

CEI 61182-2. Les restrictions sont Iégerement différentes pour les différents niveaux de
fabrication et sont:

FAB1 n'a aucune restriction et satisfait a toutes les exigences de la CEl 61182-2.

FAB2 prend le changeRecord et en fait une exigence obligatoire (1-n au

FAB3

fichier d'instances.
CEI 61182-2/HistoryRecord/ChangeRec=1-n

CEIl 61182-2/HistoryRecord/ChangeRec/Approval=1-n
La Figpre 2 fournit une étude de cas de HistoryRecord.

suiven

de mateériel et la fabrication.

ECAD Degign
Complefe

A

exige que changeRecord et I'élément Approval soient une

ire du

paragraphes qui

eau const

OEM creates Irfitial 2581
file

A 4

OEM releases 2581 file to
Fabricatpr

software = "ECAD Design Tool" lastChange =
"2004-02-11T12:53">
<FileRevision fileRevisionID="Example1"
comment="Primitive Jayout positiong">

</HistoryRecorgd

Re cord number = "2006-1" original = "2004-02-11T12:53"
& = "ECAD Désign Tool" lastChange =

fféRe\(ision TileRexXisionID="Example2"
commeént="Prifitive layout position - version 2">

FAB House wyites an
updated 2581 file

!

Package name ="DRC tool" vendor= "DRC
PLIER"
evisigh ="123.456">
< ification certificationStatus = "ALPHA"
certificationCategory = "DETAILEDDRAWING/">

</SoftwarePackage>
</FileRevision>

Fabricator sends
updated 2581 file to OEM

OEM reads updated 2581
file and reviews changes

reached?

Agreement
on changes >

ucteur

OEM notifies supplier that change was
not accepted and negotiates [esolution
This could result in this pfocess
returning to beginning at ECAD Design
Complete or continuing on|with an
updated 2581 file detailing agfeed upon
change via a ChangeRec

N T

OEM
changres?
Yis

OEM creates updated

<HistoryRecord number = "2006-2"|original =

"2004-02-11T12:53"

software = "ECAD Design Tool" |astChange =

"2004-02-14T10:02">

<FileRevision fileRevisionID="Example2"
comment="Primitive layout popition - version 2"/>

<SoftwarePackage name = "EC,
“ECAD SUPPLIER"
revision = "987.654">
<Certification certificationSth

D tool" vendor=

tus = "ALPHA"

certificationCategory = "DETIAILEDDRAWING/">

2581 file

)

Package>
<[FileRevision>

<ChangeRec datetime = "2004-02{14T10:02" personRef =

"John Jones"

application = "Immediately” chgnge = "Update to

database reflecting

changes required by Fabricati
<Approval datetime = -02-1

=°2004:02:14710:02" =-John
Jones"
application = "Immediately” change = "Update to database
reflecting

changes required by Fabrication supplier"/>

Légende

</HistoryRecord>

OEM releases updated
2581 file to Fabricator

"Dilbert "/>
</ChangeRec>
</HistoryRecord>

n supplier”>
4T10:02" personRef =

IEC 631/12

Anglais

Francgais

ECAD design complete

Conception ECAD terminée

ECN design

Conception ECAD

OEM creates initial 2581 file

Le constructeur de matériel crée le fichier 2581 initial
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Anglais

Frangais

OEM releases 2581 file to fabricator

Le constructeur de matériel livre le fichier 2581 au
fabricant

FAB house changes the data?

La société de fabrication modifie les données?

Yes Oui
No Non
End Fin

FAB house writes an updated 2581 file

La société de fabrication écrit un fichier 2581 mis a jour

Fabricator sends updated 2581 file to
OEM

Le fabricant envoie le fichier 2581 modifié au
constructeur de matériel

>

greement on changes reached?

Accord conclu sur les modifications? /

EM reads updated 2581 file and reviews
hanges

examine les modifications

Le constructeur de matériel lit le f<®r

EM notifies supplier that change was not
Ccepted and negociates resolution

=4 90100

his could result in this process returning
beginning at ECAD design

—_
ray

lomplete or continuing on with an
bdated 2581 file detailing agreed upon
hange via a ChangeRec

oc QO

u

modification n'a pas été
résolution

I'interm/édi\a e

ueAg

2¢J\mWe
iSseurauo/

[@)

Vi

EM creates updated 2581 file

JEM accept changes? Le ?o/n\gtru%eur c(e w{{téie‘l\a/r%epte les modifications?
NN

Nlo

O

;Non
\ getﬂsthatériel crée un fichier 2581 mis a
jout

EM releases updated 2581 fi@t{o
bricator [\ (‘\

e.constr

\g\ bricant

eur de matériel livre le fichier 2581 modifié

5.4.2
5.4.21

L'outil
History

le

5.4.2.2

LogisticHeader contient les informations

défini

Ca E‘@ation de HistoryRecord

ord Use — Abandon de la conception initial

fichier initial

de contact pour le constructeur de matérie

es.'roles pour le projet de conception. |l existe un grand nombre de méthode

CEI 61182-2 avec LogisticH

1]

eader,

ayant
s pour

obtenir les informations de contact dans I'outii EDA pour I'exportation vers un fichier
CEI 61182-2. Ces méthodes vont d'une manipulation manuelle, par exemple ['utilisation d'une
boite de dialogue dynamique, a l'importation automatique a partir d'un fichier contacts.xml ou

d'une base de données d'entreprise.

Le nom Role et le nom Person doivent étre des noms uniques. Le nom Person peut étre un
nom réel, tel que John Smith; un poste tel que Concepteur principal ou un nom de service, tel

que Service achats.

De fagon idéale, I'aptitude a importer toutes les informations préférées du fournisseur depuis
des sources externes sera disponible afin d'inclure les fournisseurs préférés dans I'élément
LogisticHeader. Un exemple est indiqué ci-dessous des données minimales nécessaires
pour un élément complet LogisticHeader avec les champs facultatifs remplis.
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<LogisticHeader>

<Role name = "OEM Account Manager" description = "OWNER"
publicKey = "x3d8rf7ko90mKMCO7" authority = "OEM
purchasing agent"/>

<Enterprise id = "OEM" name = "Design House" code="34567"
codeType = "DUNS" addressl = "123 Avenue Street " city =
"Bigcity" stateProvince = "PV" country = "US" postalCode
= "99999-1111" phone = "888-555-1212" fax = "888-555-

1212" email="purchasing@oem.com" url =
"http://www.oem.com" />

<Person name="Purchasing Manager" enterpriseRef ="OEM" title =
"Senior Purchasing Manager" email =
"purchasing.manager@oem.com”" phone = "8
fax = "888-555-1212" roleRef = "OEM Acé

212exkk123"
v/>

QQ
o

<Logistic Header>
5.4.2.3 HistoryRecord

pour maintenir le
ception. Geci ne
importe quel |[fichier
de données qli peut

HistofryRecord est I'emplacement des informations dt
contrble de révision du fichier CEl 61182-2 pendant upcy
signifi¢ pas que la totalité de [I'historique est/pré

CEI 61[182-2. Ceci fournit a OWNER (le propriétai
étre eXporté vers une base de données d'entrep

L'outil X que fichier CEI 61182-2 en fournisgant un
moyen eRevision fileRevision]D. Les
donnég¢s peuvent étre entrées par manipu ; par exemple en utilisant ung¢ bofite

de dial

lastChange = "2004-02-11T12[:53">

vision = "987.654">
ertification certificationStatus = "ALPHA"
certificationCategory = "DETAILEDDRAWIN[/">

</SoftwarePackage>

< eRevision>

&/HMistoryRecord>

5.4.3 Modifications de la Chaine d'approvisionnement
5.4.3.1 Généralités

Une modification est ajoutée au fichier CEl 61182-2 initial par un membre de la chaine
d'approvisionnement. La modification peut étre aussi simple que I'ajout d'une éprouvette ou la
division en panneaux de la carte pour rechercher des problémes de conception et la demande
de modification de conception afin de produire une carte finie.
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5.4.3.2 Mise a jour de LogisticHeader

Pour ajouter le ChangeRec au HistoryRecord, la chaine d'approvisionnement peut avoir
besoin de mettre a jour le LogisticHeader avec des informations supplémentaires pour
fournir les données Role, Enterprise et Person pour la chaine d'approvisionnement.

Le fournisseur ne doit pas modifier les informations associées a un quelconque identificateur
d'entreprise différente de la sienne. La mise a jour de LogisticHeader doit créer un
ChangeRec méme si aucune autre donnée n'a été modifiée. Ceci donne le moyen au
constructeur de matériel de mettre a jour ses informations de contacts.

allant
fichier

Il exis
d'une |manipulation manuelle a l'importation d'un contacts.xml.
contacfs.xml est indiqué ci-dessous.

Un (exemple ,du

<LogisticHeader>

<Enterprise id = "OEM" name = "Design Kéaéé{
codeType = "DUNS" addressl = "223\AvenuelStreet/" ciky =
"Bigcity" stateProvince = "PW c\uﬁtfy>— "U§P postalfode
= "99999-1111" phone = "888=555>1212WFax~=""888-555}
1212" email="purchasing@gem,com" Onr =

"http://www.oem.com" />

<Role name = "OEM Az&@unt/N@ éger dé\prlp ion = "OWNER"
publicKey = (x3&8;ﬁ1ko9QmKM&Q7“¢%d}ﬁorlty = "OEM
purchasing agénp"

<Person name="Purch@sing Manager' enterprlseRef ="OEM" titfle =

"Senior Purchhsiﬁé\ManéqéXF/émail =
"puf@h@s;ﬁ§$m$nagé(@dem.EQm" phone = "888-555-1212exk123"
fax\= *&§8—55§<}212“erié§ef = "OEM Account Manager ['/>

= "Board Shop" code="23456"
dressl = "123 Street Avenue" city =

ince = "ST" country = "US" postalCpde =
phone = "800-555-1212" fax = "800-555-1p12"

boardshop.com" url =

nle = "FAB Project Lead Engineer" description =
'ENGINEER" publicKey = "x444rf7xd90mJHR13" authority|=
"FAB Lead Engineer"/>

<Person name="Account Manager" enterpriseRef ="Fab" title
"Senior Global Account Manager" email =
"customer.service@boardshop.com" phone = "800-555-
1212ext123" fax = "800-555-1212" roleRef = "Supply Chain
Customer Account Manager "/>

<Person name="Project Engineer" enterpriseRef ="Fab" title =
"Manager, Fabrication" email =
"project.engineer@boardshop.com" phone = "800-555-
1212ext456" fax = "800-555-1212" roleRef = " FAB Project

Lead Engineer "/>

<Logistic Header>
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5.4.3.3 Mise a jour de HistoryRecord

Le parent de HistoryRecord doit rester inchangé par le logiciel de la Chaine
d’approvisionnement. Il est identifié dans I'exemple par l'utilisation de texte souligné. Le
logiciel de la chaine d’approvisionnement utilise FileRevision pour identifier le logiciel
utilisé pour créer le fichier CEl 61182-2 mis a jour.

<HistoryRecord number = "2006-1" original = "2004-02-11T12:53"
software = "ECAD Design Tool" lastChange = "2004-02-11T12:53">

<FileRevision fileRevisionID="12345ENG-0mod"

comment="Primitive layout position - updated with
manufacturing requirementg"

<SoftwarePackage name = "DRC tool" vendo "DRG,_ SHPPLIER"
revision = "123.456">
<Certification certificationSta 4
certificationCategory F LNGY ">
</SoftwarePackage>
</FileRevision>
<ChangeRec datetime = "2004-02 1y
Chain Engineer"
application = "Immediga base
reflecting
changes requ
</HistoryRecord>
5.4.4 de matériel — Mise a jour de
HistoryRecord
Les cdonstructeurs de ari chaine d'approvisionnement peuvent [utiliser
fileRevisionID pour ad ichi CEI'61182-2 a leurs prédécesseurs. Le miintien
de la |[cohérenc \ i 1leRevisionID facilitera I'aptitude a réutiliser des
éléments durant i
<Histor
D2">
softwarePackage name = "ECAD tool" vendor= "ECAD
SUPPLIER"
revision = "987.654">
<Certification certificationStatus = "ALPHA"
CertificationCategory = "DETAILEDDRAWING/">
</SoftwarePackage>
</FileRevision>
<ChangeRec datetime = "2004-02-14T10:02" personRef = "John
Jones"
application = "Immediately" change = "Update to database
reflecting

changes required by Fabrication supplier">

<Approval datetime = "2004-02-14T10:02" personRef =
"Dilbert "/>

</ChangeRec>

</HistoryRecord>
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5.5

— 590 —

BOM (matériaux de fabrication de carte)

Les exigences de la couche BOM doivent étre conformes a la CEl 61182-2. Les restrictions

suivantes s'appliquent:

Bom/Bomltem@category=MATERIAL

Ceci constitue une exigence obligatoire pour FAB1, FAB2 et FAB3. Le Tableau 2 indique les
restrictions de Bom pour la fabrication de la carte.

Tableau 2 — Restrictions de Bom

@mode= @mode= ode=
Content/FunctionMode Type FunctionMode FABRICATION FABRICATI FABRICATION
@level=1 @Ievel;{ @level=3
Bom/Bomltefn BomltemType @category=MATERIAL @category-\@léT‘ER@@cgt@or =MATERIAL
Bom/Bomlten/RefDes. RefDesType Selon Tableau 3 Selorﬁras&%\?) \S\elo}Tableau 3
Bom/Bomlterp/RefDes/Tuning TuningType 0 ( b\ \ \ 0
Bom/Bomltefn/RefDes/ N
Firmware FirmwareType 0 \ 0
Bom/Bomltefn/RefDes/ N
Firmware/Filp FileType 0 ~ 0 0
Bom/Bomlten/RefDes/ \)
Firmware/CqchedFirmware CachedFirmwareTyga'\ 0 /\ 0 0
Bom/Bomlten/RefDes/
Firmware/FifmwareRef FirmwareRefType 0 0 0
Bom/Bomltejn/Characteristics | CharacteristicsType @categﬁr\(;h%TmL @category=MATERIAL | @category=MATERIAL
Bom/Bomltefn/Characteristics/
Measured ur Ty;?e’-\ CE) 61182;2 1-n 1-n
Bom/Bomltefn/Characteristics/ \EL&'P
Ranged e (\ 182-2 CEl 61182-2 1-n
Lorsque des désigha rence sont requis, comme indiqué pour BomItem, RefDes
doit étre confor leaw' 3. Pujsque I'élément RefDes est normalement limité|a des
compopants électroni a été construit en tant que méthodologie recommandée
pour definir diffé au sein du Bom. RefDes a une exigence de cardinalit¢ de 1-
n. Cedi est toujour pour FAB1, FAB2 et FAB3. Lorsque I'élément RefDes est
instangié attribut doit étre conforme au Tableau 3.
CEIl 61182-2/Bom/Bomltem/RefDes@name=Table 3
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Tableau 3 — Indicateurs de référence recommandés
pour le matériau des cartes imprimées

Type de matériau Désignateur de référence Commentaires
Encre de la légende LEG
Masque de brasage SDM
Conducteur CND
Matériau diélectrique de DBM
base
Cceur du diélectrique DIC
Préimpregné du DPP
diélectrique (\
Adhésif du diélectrique DIA < N N
Plot de soudure SBM {
Matériau de remplissage HFM <\ B
des trous
Matériau résistif ERM { NG
Matériau capacitif ECM \ \/
Autre OTH T >

Les re it étre

énumeélré

CEI 61

L'élémp ¢ \B2 et
FABS3. |Celles-ci concern i iennent
obligatpi [

CEl 61182-2/Bo
CEl 61|182-2/Boixw
CEl 61|182-2/Bom

(pour FAB2 et FAB3)
(pour FAB3)

5.6

Les eXi ¢ ¥ doivent étre conformes a la CEl 61182-2. Les restfictions
suivan iqUE
Avl/Av

Ceci constitue une exigence facultative pour FAB2 et FAB3.

Tableau 4 — Restrictions d’Avl

@modRef= @modRef= @modRef=
Avl/AviHeader AviHeaderType | FABRICATION FABRICATION FABRICATION
Avl/Avlitem AvlltemType 1-1 1-1 1-1
@qualified=FALSEor @qualified=FALSE or
TRUE TRUE
@qualified=FALSE | @chosen=FALSE or @chosen=FALSE or
Avl/Avlltem/AvIVmpn AviVmpnType @chosen=FALSE TRUE TRUE
Avl/Avlitem/AvIVmpn/AviIMpn AviIMpnType 0-1 0-1 0-1
Avl/Avlltem/AvIVmpn/AvIiVendor | AvlVendorType 0-1 0-1 0-1
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5.7

5.71

Généralités

Couches de documentation

- 61 -

Les exigences de la couche de documentation doivent étre conformes a la CEl 61182-2. Les
restrictions suivantes s'appliquent:

Ecad/CadData/Layer@LayerFunction=DOCUMENTATION

Ecad/CadData/Layer@name=nom de couche unique recommandé, cohérent avec le nom Step

Ceci constitue une exigence obligatoire pour FAB1, FAB2 et FAB3.

5.7.2 —Restrictionsdetacouchededocumentation
Les fopctions suivantes, représentées au Tableau 5, sont applicable che de
documentation est identifiée.
Tableau 5 — Restrictions de la couche de documentatio
Mode Type @mode=FABRICATION @mode=F, @mode=FABRICATION
Content/Function FunctionMode @level=1 @Ievel/?(\ @level=3
Ecad/CadData/ LayerType @layerFunction=COURTYARD @Ié/ rFunction: ?/D\UMD @layerFunctiofFCOURTYARD
Layer @layerFunction=GRAPHIC @I%yelﬁ@cﬂﬂn:GRA IC @layerFunctioFGRAPHIC
@layerFunction=DRAWING (| @ayerFundion-DRAWING, @layerFuncionl=DRAWING
@layerFunction=LANDPATTERN™, | @eyerrdiicon=LANDPATTERN @layerFunctior=LANDPATTERN
@IayerFunction=COMPONEh7'\TOP @la rFunctiUNQQMF/ONENT TOP @layerFunction=COMPONENT_TOP
@layerFunction=COMPONENT_BOTTOM layerFunction=COMPONENT_BOTTOM @layerFunctionfFCOMPONENT_
BOTTOM
@eyerFnglion=OTHER  \ \ A @eyerPuriction=OTHER @layerFunctio=OTHER
Légende: \( y
en italique = facultptif [\ ~
Pour fpciliter I |’re tion,{le Tableau st un tableau d'illustrations de référenge des
restricfions qui s dans leyr description de chemin XML au Tableau 5.
Tableau 6 — érales des fonctions de la couche de documentatjon
@LaiyerFun%\tion \FA\B{ ) FAB2 FAB3 Remarques
COURTYARD N o o
GRAPH|C N 0 0 0
DRAWING (0] M M Utilisé principalement pour toute forme de
documentation
LANDPAFERN S S =
COMPONENT_TOP (0] M Ne s'applique qu'a la documentation
d'assemblage
COMPONENT_BOTTOM (0] M M Ne s'applique qu'a la documentation
d'assemblage
OTHER (0] (0] O
5.7.3 Référence a la documentation

Les informations présentées au Tableau 7 soulignent les fonctions de la documentation pour
la norme CEI 61182-2. Ces informations doivent étre cohérentes dans I'ensemble du fichier

de données.

La Figure 3 est une illustration indiquant une variation approximative du degré de mélange
entre la documentation électronique et par copie fidéle. La documentation électronique est



https://iecnorm.com/api/?name=331fbd4709a13c98273791c6e21eb9d0

-62 - 61182-2-2 © CEI:2012

considérée comme non intelligente (préte pour imprimer une copie fidéle), tandis que les
données sont considérées comme intelligentes (prétes a étre utilisées par une machine).

A B C

10 % - 60%
Data

30 % - 80%
Electronic

Documentation | 0% - 100%

Data

60 - 90 %
Hard Copy

10% - 60%
Hard Copy

)

0% 40 % \
Electronis
101

:> 8

N

10 - 40%
Data
Hégende > \

C 632/12

G

Anglais (\ > Frangais
1D % to 60 % data TN 10\% & 60, % données
3P % to 80 % electroﬂc d}wme ation 30 % %O % documentation électronique
6D % to 90 % hard c{py \ 60°% & 90 % copie fidéle
6p% to 100 % data, » % 60 % a 100 % données
1b % to 60 % h\a@c/cm( A > 10 % & 60 % copie fidéle
1)%to40%ga{t\a\ > 10 % a 40 % données
0[% to 40/%@&{r0\r1'\c:\m{:um ta\tib‘n/ 0 % a 40 % documentation électronique

Figuke)3 — Exijgences des catégories de la documentation

cernant la documentation comportent trois catégories (A, B, €) plus
trois njveaux lexité dans chaque catégorie (1, 2, 3), il convient de déterminer une
corrélgtioncentre leswniveaux de catégories particuliers et la documentation des donnéefs dans
un fichrer CEIl 61182-2-2. (Voir Tableau 7.)

Puisqule les exig

Tableau 7 — Relation avec la norme de documentation

Complexité/Catégorie A B C
1 N/A FAB1, FAB2 FAB1, FAB2
2 N/A FAB1, FAB2, FAB3 FAB1, FAB2, FAB3
3 N/A FAB2, FAB3 FAB2, FAB3

La catégorie B fait échouer la validation du cas d'utilisation automatique et nécessite d'étre
validée manuellement. Le but est de s'efforcer que la documentation de Catégorie C utilisant
la CEl 61182-2 admette un transfert de données de 60 % a 100 %.
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5.7.4 Utilisation de Step
5.7.4.1 L'élément Step

L'élément step est utilisé plusieurs fois lorsque Layer est utilisé pour la documentation.
Chaque step posséde un Step name. |l est recommandé que le Step name assigné au Step
soit unique et soit similaire a I'attribut name assigné a layer. LayerFunction doit étre de
type DOCUMENTATION, voir Tableau 5.

5.7.4.2 Step

Il peut y avoir de un a un grand nombre de «Step» dans tout fichier CEl 61182-2-2. Chaque
Step @& un nom unique qui peut étre quelconque mais il est recommandé quiil soit un sous-
ensemple identifiable de Step et il convient qu'il soit conforme a I'attrib

Il convlient de noter que certains «Step» pour la documentation tifent\avantage Step»
précécle blage
pour r iher les
«Stepp précédemment définis en plagcant les images grapp ¢ n.
Chaqug es les
informations graphiques doivent étre fournies sous |

Lorsque LayerFeature définit les if 1atic i ili i et», il
doit étre associé a la couche spécifique comn ifié . Ceci est
réalisé F i [ Step
dans nfi

Step/LpyerFeature@layerF

5.7.5 Set

Touted les exige@ C inies
dans la section dicti du
chemin.

Ecad/(

Lorsque igté est
décritel, le 11 Desc roup associé a la propriété spécifique (Line, Arc, Polyline, et Qutline)
doit avpir priorité et le/lineDescGroup de Set doit étre a 0.

5.8 i :

5.8.1 Généralités

Toutes les caractéristiques de DfxMeasurement doivent étre conformes a la CElI 61182-2.
Lorsqu'une analyse Dfx est requise comme spécifiée au Tableau 1, DfxMeasurementList
doit restreindre la catégorie a BOARDFAB.

Ecad/CadData/Step/DfxMeasurementList@category=BOARDFAB
Ceci constitue une exigence obligatoire pour FAB2 et FAB3.
5.8.2 DfxMeasurement

Lorsque les propriétés de DfxMeasurement sont instanciées au moment ou la propriété est
décrite, le 1ineDescGroup associé a la propriété spécifique (Line, Arc, Polyline et Outline)
doit avoir priorité et le 1ineDescGroup de Set doit étre a 0.
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5.9 Couches d'image diverses
5.9.1 Généralités

Les couches d'images diverses sont principalement utilisées pour saisir et transférer des
descriptions graphiques qui n'appartiennent pas nécessairement a l'une des catégories
spécifiques des descriptions de CadData.

Les exigences de cette couche doivent étre conformes a la CEIlI 61182-2. Les restrictions
suivantes s'appliquent:

Ecad/CadData//Layer@layerFunction=OTHER

Ceci constitue une exigence facultative pour FAB2 et FAB3.

5.9.2 Utilisation de Step

5.9.2.1 L'élément Step

L'élément step est utilisé plusieurs fois lorsque Laye buches

diversg Step
assigng layer.
Layer[Function doit étre OTHER.

Il est € E sous
forme pelées
comme nécessaire.

5.9.2.2 Step

Il peut B2-2-2.
Chaqu sous-
ensem

Chaqu 8 pour
les resfri urnies

sous I3

au 8 — Restrictions de couches diverses

Content/?w od\ \@/ﬁode=FABRICATION @mode=FABRICATION @mode=FABRICATION

@level=1 @level=2 @level=3
Eca /CadData/Lshe\/ @LayerFunction @LayerFunction @LayerFunctio
OTHER OTHER OTHER

Key: |envitalique = facultatif

5.10 Boitiers et zones de report
5.10.1 Généralités

Lorsque des boitiers sont requis pour définir les dimensions des composants, ce qui est
facultatif pour le niveau FAB3, les caractéristiques de Step doivent définir les instances des
descriptions de botitiers. Lorsque tel est le cas, le PROCESS Layer doit indiqguer ASSEMBLY.

Ecad/CadData/Layer@layerFunction=ASSEMBLY

Ceci constitue une exigence facultative seulement pour FAB3.

La plupart des boitiers sont décrits conformément a la fonction Step Package. Le nom
approprié du type Package doit étre conforme a la CEl 61182-2 et la future CEl 61182-2-3,
par exemple, BARE_DIE, FLIECHIP, CHIP, OTHER, etc.
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Il convient que la convention de nom du type Package soit conforme a I'Annexe A de la
CEIl 61182-2.

Ecad/CadData/Step/Package@name=selon I'Annexe A de la CEl 61182-2
Ecad/CadData/Step/Package@type=selon le type Package Type de la CEl 61182-2

5.10.2 Utilisation de Step pour les boitiers de composants et les zones de report
5.10.2.1 L'élément Step

L'élément Step est utilisé plusieurs f0|s Iorsque Layer est utilisé pour les descrlptlons de
couchg
Step
Layer| c'est-a-dire que les détails de step recommandé
LayerfFunction = ASSEMBLY.

5.10.2)2 Step

Il peut|y avoir de un a un grand nombre de «Step» dans$ haque
Step @ un nom unique qui peut étre quelconque mais i i sous-ensemble
similaife du nom Step utilisé pour les descriptions Tti c posants et il convient
qu'il sqit conforme a l'attribut step name.

Chaqug et Profile. Toutes les
informations graphiques doivent étre fo d'un LayerFeature

5.10.3

LandP . Ainsi, il hérite des
restricfions de Package co ns es paragraphes precedents et définit le ou
les pagd ivre de
surfac¢ de la éristigues du Package décrit. Ces restfictions
supplémentaires $o trce\sontles caractéristiques des Pin(s) définies en tgnt que
partie |[du Package’ ’ i traitent electricalType et mountType et sont des
chalnepg é arées.\Da eur utilisation dans la présente application, le nom appropfié doit

étre agsi

Ces eXig

Ecad/( ) F ge/Pin@type=THRU | SURFACE
Ecad/QadDatalSte ckage/Pin@electricalType=ELECTRICAL | MECHANICAL | UNDEFINED
Ecad/GadData/Step/Package/Pin@mountType=selon la future CElI 61182-2-3.

Il convient que les systémes de CAO (Conception assistée par ordinateur) utilisent des
techniques de trous traversants ou de montage en surface pour la fixation des composants.

5.11 Masque de brasage et couches de légende
5.11.1 Généralités

Toutes les descriptions concernant le masque de brasage et la légende doivent étre
conformes a la CEl 61182-2 avec les restrictions indiquées dans les paragraphes suivants.

5.11.2 Détails du masque de brasage

Les descriptions de Layer pour le masque de brasage doivent limiter layerFunction a la
chaine énumérée SOLDERMASK. Ceci est un attribut de I'élément Layer et inclut une
restriction du c6té ou est appliqué le masque de brasage. Ces restrictions sont obligatoires
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pour FAB1, FAB2, et FAB3. Le CadData/Step correspondant doit étre utilisé pour définir la
carte, le panneau de carte ou les caractéristiques de I'éprouvette.

Ecad/CadData/Layer@layerFunction=SOLDERMASK
Ecad/CadData/Layer@side=TOP | BOTTOM | INTERNAL

5.11.3 Détails de la légende

Les descriptions de Layer pour la légende doivent limiter layerFunction a la chaine
énumérée LEGEND. Ceci est un attribut de I'élément Layer et inclut une restriction du cété
ou est appliquée la légende. Ces restrictions sont obligatoires pour FAB1, FAB2, et FAB3. Le
CadData/Step correspondant doit étre utilisé pour définir la carte, le panneau de carte ou
les carpctéristiques de I'éprouvette.

Ecad/GadData/Layer@layerFunction=LEGEND
Ecad/GadData/Layer@side=TOP | BOTTOM | INTERNAL

La solirce pour les informations de légende est principalenie
I'élémgnt Silkscreen de Package pour les composant

rtir de
I coté

approgrié de la carte. Les autres informations de légend L, etc.,
peuvent étre ajoutés a I'image finale iérarchie
Step/LpyerFeature/Set/Features.

Dans Ies modes FABRICATION ou ASSEMBLY : senter
une imjage explicite et non ambigué de S\a fabri f ON ou
ASSEMBLY ont donc priorité lorsqu'ils. existen isagée
pour Iy fabrication sera la simple Step/Lz | priée.
Toute les description Jo 3 dans les éléments |finaux
Step/LpyerFeature/Set/F 3|émen lkscreen de Package ou d'autres squrces,

doivent étre consolidé e géné ichierCEI 61182-2.

5.11.4 Utilisati{> : lemasgue de brasage et les couches de légende

Touteg les couch des _dohnées qui se terminent en faisant partie de la carte
doivent faire partie~du t'purpose est défini en utilisant la chaine énumérée BPARD.
Puisque la Iégende et le de Brasage sont inséparables de la carte apres fabrication,
alors lgs couche § et de masque de brasage pour les faces supérieure et infgrieure
(et les|couches intéri les sont définies, pour des applications particulieres)f de la
carte dojven i S

Des cquches cluses
dans yn Siép-utitisé pour définir BOARDPANEL, ASSEMBLYPALLET, ou COUPON/|si ces
entités| nécessitent des marquages de légende spéciaux ou des descriptions de masque de
brasage'ou des espaces.

Les couches qui concernent le step BOARD doivent définir la hiérarchie Step/LayerFeature et
contiennent les éléments LayerFeature dont la définition LayerRef pointe sur la couche
appropriée. Par exemple, si nom de couche pour la couche de légende supérieure est
Legend_Top alors le step dont I'utilisation est assignée comme BOARD doit avoir un élément
Step/LayerFeature dont LayerRef est fixé au nom qualifié «Legend_Top».

5.12 Couches de pergage et de routage (outillage)
5.12.1 Généralités

Toutes les descriptions concernant les informations de pergage et de routage doivent étre
conformes a la CEl 61182-2 avec les restrictions indiquées dans les paragraphes suivants.
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5.12.2 Détails de percage

Les descriptions de Layer pour le pergage doivent limiter layerFunction a la chaine
énumérée DRILL. Ceci est un attribut de I'élément Layer et inclut une restriction du c6té ou
est appliqué le pergage. Ces restrictions sont obligatoires pour FAB1, FAB2, et FAB3. Le
CadData/Step correspondant doit étre utilisé pour définir la carte, le panneau de carte ou
les caractéristiques de I'éprouvette.

Ecad/CadData/Layer@layerFunction=DRILL
Ecad/CadData/Layer@side=TOP | BOTTOM | INTERNAL | ALL

5.12.3 _Détails du routage
Les dgscriptions de Layer pour le routage doivent limiter layerFugction\ala”chaine

énumérée ROUTE. Ceci est un attribut de I'élément Layer et inclut une resftriction>du ¢oté ou
est appliqué le routage. Ces restrictions sont obligatoires pour F B \B3. Le
CadDalta/Step correspondant doit définir le purpose de «Step atilisa a’ chaine
énumérée BOARD.

Ecad/GadData/Layer@layerFunction=ROUTE

Ecad/GadData/Layer@side=TOP | BOTTOM | INTERNA
Ecad/GadData/Step@purpose=BOARD
5.12.4| Utilisation de Step pour le pe

5.12.4/1 Généralités

Touteg les couches représentant des carte
doivent faire partie du Step.gui est utilisé &fini aristi . £nvient
que leg X > 3 pour
définir oroduit
fini. Cgci |nclut les info ‘ S i ‘épai étal a
I'intérigur de la ’ Ste imilai rme le
contour de la BO i urnie et en conséquence, toutes les couches de
routage de la carté (habi enthune>seule) doivent appartenir au step utilisé pdur ces

descriptions.

Des cd
palette
spécia
steps.

e.routage supplémentaire peuvent étre incluses dans leg steps
emblage erou € ou panneau de carte, si ces entités nécessitent un mpntage
trous .métallisés et pour les couches de routage formant le contour fle ces

Les co
contier
appropri . ] 3
alors le Step umque dont I'utilisation de Step est aSS|gnee comme BOARD (carte) doit avoir
un élément Step/LayerFeature dont LayerRef est fixé au nom qualifié «Drill».

5.12.4.2 Restrictions supplémentaires de Step

Dans une information LayerFeature/Set décrivant des caractéristiques spécifiques des
aspects de percage ou de routage, I'élément Pad peut étre instancié (0-n). Lorsque Pad est
instancié, I'attribut padUsage de Set doit étre limité a TOE | VIA| TOOLING_HOLE | NONE.

Ecad/CadData/Step/LayerFeature/Set@padUsage= TOE | VIA | TOOLING_HOLE | NONE

Un fichier CEI 61182-2 peut également contenir des éléments Step utilisé pour définir des
caractéristiques TOOLING (outillage). Cette condition peut se produire lorsque step est un
récipient possible pour des informations de montage supplémentaires par exemple des
montages d'essai électrique. Toutefois, les informations de trous percés ou de routage faisant
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partie des données de CAO (Conception assistée par ordinateur) doivent toujours étre
incluses dans LayerFeature/Set/Features appartenant aux descriptions BOARD (carte) pour
toute carte spécifique. Si un besoin est identifié pour décrire des cas d'utilisation pour des
montages, il convient que ces informations soient contenues dans un step TOOLING
(outillage).

5.13 Liste d'interconnexions
5.13.1 Généralités

Lorsque des informations de connectivité électrique sont requises, qui sont facultatives pour
le niveau FAB2 et obligatoires pour FAB3, les caractéristiques de Step doivent définir les
instandes PhysNetGroup des descripiions €leciriques. Toutes les exigences de Ja| future
CEIl 61[182-2-4 (CEIl 61182-2) prédominent. Lorsque ceci se produit, la i exions
physiqles représente toutes les informations requises et ne nécessite ipns du

compopant et du boitier. Les informations définissent ainsi motif
condugteur sans référence aux broches de composants ou a la désignation.de’ré 3

Les cquches de conducteur qui seront utilisées pour caleu ivité ivent étre
celles fui s'adaptent aux restrictions mentionnées ci-dessoéus:
Ecad/GadData/Layer@layerFunction=CONDFOIL | CONDFILM
Ecad/GadData/Layer@side=TOP | BOTTOM | INTER

Lorsque les informations requises de i 1182-2-2 nécessitent Jue la
description de I'essai électrique co e _le & bfoches des composants, le
fichier [doit inclure des descriptions LogicalNet o ! les composants, les nyméros

de leufs broches et les désignations deTeférencendes composants (refDes). Pour mgintenir
un fichlier cohérent, il convient qu'un step Q%i; definir TOOLING (outillage) soit| utilisé

pour cpordonner les descriptions physiques descriptions logiques.

Ecad/GadData/Layer@jayerkuncti OB
Ecad/GadData/Layer@sides )

5.13.2

Dans la plupart des ¢ (carte) est utilisé pour décrire l'interconngctivité
physique des couhe i CONDFOIL | CONDFILM) (et des couches de percage).
Dans |a fabyicatio i he il est parfois important d'effectuer I'évaluation éleftrique

avant Je on/finale. Ceci est particulierement important lorsqu'un|noyau
interng doub e, contient des trous d'interconnexion qui seront enfouis a le sjep de
stratifi¢gation_fine glément layer inclut une méthodologie permettant l'identificafion de

ces fonctions.de fabrlatlon en séquence sous le Stackup de I'élément CadData.

Il est i portant de maintenir Ia cohérence dans Ia dénomination et Ie référencement croisé

o d . S ns de
constructlon de la carte L' eIement Stackquroup fournit cette caractenshque permettant de
combiner plusieurs couches sous I'élément StackupLayer et fournit un nom approprié pouvant
étre référencé dont le produit de carte multicouche final. Ces caractéristiques sont
particulierement utiles pour produire des cartes HDI fabriquant un noyau de plusieurs
couches puis ajoutant en séquence des couches de petits trous d'interconnexion au-dessus et
au-dessous de I'empilement.

L'utilisation de plusieurs steps permet de gérer les données de fagon cohérente dans la
combinaison de descriptions physiques et électriques associées a la fabrication de la
construction d'une carte multicouche en séquence.

Ecad/CadData/Stackup/StackupGroup@name=identificateur unique
Ecad/CadData/Stackup/StackupGroup/StackupLayer/@layerOrGroupRef=identificateur unique
Ecad/CadData/Layer@layerFunction=CONDFOIL | CONDFILM
Ecad/CadData/Layer@side=TOP | BOTTOM|
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Ecad/CadData/Layer@layerFunction=PROBE
Ecad/CadData/Layer@side=TOP | BOTTOM

5.14 Couches conductrices extérieures
5.14.1 Généralités

Toutes les descriptions concernant les couches conductrices extérieures doivent étre
conformes a la CEl 61182-2 avec les restrictions indiquées dans les paragraphes suivants.

5.14.2 Détails des couches conductrices extérieures

Touteslles couches représentant des données qui se terminent en faisant partie de Ila carte
doivent faire partie du Step utilisé pour définir BOARD (carte istiques
condugtrices extérieures sont une exigence obligatoire de FAB1, FA

Ecad/GadData/Layer@layerFunction=CONDFOIL | CONDFILM
Ecad/GadData/Layer@side=TOP | BOTTOM

5.14.3| Utilisation de Step pour les couches condu

Les co i hie tep/LayerFeature et
contier i e touche
approp unique
est «T eature
dont LayerRef est fixé au nom qualifié « Top».

Dans ntaires
peuver blage, éprouvette ou panneaux dge carte
car ceg tels que l'apparition de caractéristiques

5.15
5.15.1

Toutes les couches conductrices intérieures doivent étre
conformes ada CE D ¢ les restrictions indiquées dans les paragraphes suivapts.

5.15.2 < S es conductrices intérieures

doivent faire“partie~du Step utilisé pour définir BOARD (carte). Les caractéristiqu¢s des
couchgs‘eonductrices intérieures sont une exigence obligatoire de FAB1, FAB2 et FABJ.

Toutes présentant des données qui se terminent en faisant partie de } carte

Ecad/CadData/Layer@layerFunction=CONDFOIL | CONDFILM
Ecad/CadData/Layer@side=INTERNAL

5.15.3 Utilisation de Step pour les couches conductrices intérieures

Les couches qui concernent le step BOARD doivent définir la hiérarchie Step/LayerFeature et
contiennent les éléments LayerFeature dont la définition LayerRef pointe sur la couche
appropriée. Par exemple, si le nom de couche pour la couche conductrice supérieure la plus
intérieure est Layer2 alors le Step dont le Step est utilisé pour définir BOARD doit avoir un
élément Step/LayerFeature dont LayerRef est fixé au nom qualifié «Layer_2».

Dans un grand nombre de cas, des couches conductrices intérieures supplémentaires
peuvent étre incluses dans les Steps de palette d'assemblage, éprouvette ou panneaux de
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carte car ces entités nécessitent des éléments conducteurs tels que l'apparition de
caractéristiques de prise d'échantillon, d'évacuation a I'air libre ou de calibrage.

Un autre exemple destiné a clarifier I'utilisation de step serait la description d'une carte a dix
(10) couches. La carte comporte huit (8) couches intérieures. En faisant I’hypothése que
toutes les couches sont fonctionnelles, alors dans le step utilisée pour définir BOARD huit
éléments LayerFeature distincts pointent sur les huit couches nhommées de cet élément
Layer des cartes. C'est-a-dire que si la premiére couche intérieure a partir du haut est
appelée «signal2» et que la deuxiéme est appelée «ground3n», alors il y a huit éléments
LayerFeature les deux premiers étant:

StepList/Step/LayerFeature@layerNameRef = “signal2”; et

StepList/Step/LayerFeature@layerNameRef = "ground3n”

respectivement, et ainsi de suite jusqu'a ce que I'ensemble des hui es intérieures soit
couvert. Dans les modes FAB et ASSEMBLY (ainsi que TEST | e ST est
couverft) un Step doit étre utilisé pour définir BOARD et les i ) S fabriquer
sont yniquement représentées par les éléments respectifs pour
lesquels les éléments Step/LayerFeature@layerNameRe

5.16 [Lonstruction de la carte

5.16.1| Exigence

Touteg les descriptions concernant I& s ala
CEI 61182-2 avec les restrictions indiq

5.16.2| Details de construction de 13

Toutes| les couches repré 3 : i se terminent en faisant partie de la carte
doivent faire partie d tepsh@yant un) but définissant les caractéristiqueg d'une
carte jmprimée, d'un| pa 3 d'une éprouvette. Les caractéristiqyes de
constriyiction de Jta_ca ' e obligatoire de FAB1, FAB2 et FAB3. La
constryiction comporte I i ches pour la carte et définit I'ordre dans lequel les
matériaux conducte p doivent étre combinés. La relation des conditions

de dépomination et g uel les couches sont identifiées sont significatifs. Les
proprigtés des m iat s ofinies par l'attribut layerFunction. Certains exé¢mples
sont:

Ecad/Cad
Ecad/CGadData
Ecad/GadData ~
Ecad/GadData/Layer@layerFunction=CONDFOIL | CONDFILM
Ecad/GadData/Layer@side=TOP
Ecad/CadDataitayer@side=INTERNAL
Ecad/CadData/Layer@side=BOTTOM

5.16.3 Utilisation de Step pour la construction de la carte
5.16.3.1 Généralités

Les couches qui concernent le step BOARD doivent définir la hiérarchie Step/LayerFeature et
contiennent les éléments LayerFeature dont la définition LayerRef pointe sur la couche
appropriée. Lorsqu'il n'y a aucune caractéristique dans le step, layerFunction definit les
caractéristiques du matériau (épaisseur, fini, etc.). Par exemple, si la couche pour la premiére
couche de la construction de la carte est préimprégnée, layerFunction doit étre
DIELPREG et le nom est “Dielectric One”. Si le diélectrique comporte des découpes destinées
a recevoir le flux de résine, les résines sont définies dans le step BOARD et ont un élément
Step/LayerFeature dont LayerRef est fixé au nom qualifié “Dielectric One”.
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Des couches de construction supplémentaires peuvent également, dans certains cas, étre
incluses dans les Speps de la palette d'assemblage, éprouvette ou panneaux de carte de
I'assemblage, car ces entités peuvent nécessiter des caractéristiques supplémentaires qui
peuvent étre décrites dans la structure de I'élément. Les concepts deviennent relativement
importants pour des découpes spéciales ou des caractéristiques de fabrication facilitant la
description des panneaux pour des cartes telles que des combinaisons rigides-souples ou des
palettes d'assemblage ayant des configurations aux limites pour l'utilisation ou l'essai de
I'équipement.

5.16.3.2 Restrictions de I'empilement

Lors de la définition de la construction d'une carte multicouches, I'élément Stackup décrit

I'épaisseur totale et I'emplacement ou le matériau est mesuré. La restriction~de construction
de la g¢arte est I'attribut whereMeasured de Stackup et doit identifie alquelle
caractgristique I'épaisseur totale est mesurée.
Ecad/GadData/Stackup@whereMeasured=LAMINATE | METAL | MA

6 Mogdélisation

6.1 Généralités

Les fighiers de données de la CEIl 61182-2-2 ' i sur les
modeélgs d'informations. Les modélesA'in S e mise
en c%respondance compléte est s les
caracteristiques de la CEl 61182-2.

Touteg les activités des odéles
d'activité couverts par la ication
assistde par ordinat gristiques d'ingénierie, de conceptions,

gs sections est destinée a étre détgillée a
es d'informations nécessaires pour exécliter un

adminigtratives et d'asse

divers hiveaux d'aetivité
processus de fa s@s ioR

La Figlire 4 présec\e\'actl ité'\nécessaire pour élaborer des données de fabrication de garte.

=
Completed rocess Preferred
Docymentation bilty i
Adminidrativ ppler
Data
E—l <
Design/ Layo ta\Pre- ricafion |
n Engineering [ ] . Base
I - ixture Material )
= A —|LF Definition{s)| Availabilit ,£0ard Buid N“Board Test Data
Fungtiond] ] 210 /Commen:emem Assembly PnB
Spes T Material 7 Took !
BoardFab.| | || Acquisincn i
mr}anﬁgﬁm Process and . — / Base Continuity Test
Traveler w Scheduling | Material ¥ Fixture/Data
s Az 1 !
Assembly Board
Design'Tooling Admin. Cih Fabrication
Aequirements Data ,\ Materials Photo Tools
Board Fab
Teoling v Coupon/Test Board
- i o1
oL (~—% Fabricate
Board Fab Management
L .
" g::.reard 243 Information
Materials s L —— Post- oz
Bare Board | Fabrication Fab. Cert. of
Activities Complance ™
lge:rh:urrnan::.e A4 o5
equirements Completed
MAF System v Bare Board
iz

IEC 633/12
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Légende

Anglais Francais
Completed documentation Documentation terminée
Administrative data Données administratives
Process capability Capacité du processus
Preferred supplier Fournisseur préféré
Design layout data Conception des données d'implantation
Functional spec Spécifications fonctionnelles
Pre-fabrication engineering Ingénierie de préfabrication
Fjxture definition(s) Définition(s) des montages /\
Blase material availability Disponibilité des matériaux de ba L
Bloard build commencement Début de construction de cart?/\ \
Bloard test data Données d'essai carte
Alssembly photo tools Assemblage masques plggto \ >
Management information Informations de ge@on
Alssembly design/tooling requirements Exigences ctyc’eﬁﬁeq\ﬂais}%ble}qe/ lage
Bloard fab. process traveler Fiche suivq(Jse Mro&\isus fa&ication de carte
Bloard admin. data Donnéé\a\é@n%s/ratﬁe\s d@r\arte
Bloard fab tooling data D né\és n{‘)outillége k(sle/}alqﬂheétion de carte
Material acquisition and scheduling A u}sﬁon\igs mWet ordonnancement
Qther materials ( Autre&@é&ériam\
Blase materials \ Ma%(\iauw\@sé
Fhbrication photo tools ( M%&Jes&p@to de fabrication
Fpbricate board /\ ) (\ é‘b!i\w/t'u&n carte
Clontinuity test/f‘hQuréanta \ E\s}ai de continuité montage/données
Cloupon/test W x \Eﬁrouvette/carte d'essai
Fpb manageme}\ﬁ{or%@@o}\ \/\ Informations de gestion de fabrication
Rlaw and base<q1at\e{%i\ Matériau brut et de base
Perform%ﬁ:e\regé\rer}@nx \ Exigences de performance
Bla Carte vierge
POS}&Q|& ég%ut\les) Activités post-fabrication
Fpb. cert.«.of.compli Certificat de conformité de fabrication
Completed bare\boé'd Carte vierge terminée
MRR system Systéme MRP

Figure 4 — Exemple de modéle de données des steps de fabrication

6.2 Modéles d'informations

Les modéles d'informations sont également utiles pour comprendre les exigences de la
section de fabrication de carte. Les informations d'attribut sont corrélées avec les paramétres
de la CEl 61182-2-2 ainsi qu'avec les modeles d'activité ou d'analyse utilisés pour décrire les
données de fabrication de la carte.

Un UML (langage de modélisation universel) est utilisé pour élaborer le modéle de conception
des données ainsi que le modéle d'analyse, voir Figure 5.
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